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Configuracdes e recursos do sistema
PowerEdge R470

O PowerEdge R470 sistema € um servidor 1U que suporta:

Um Processador Intel® Xeon 6 E-core com até 144 nlcleos ou Um Processador Intel® Xeon 6 P-core com até 86 nucleos
com a opgéo R1S.

16 slots DIMM

Duas fontes de alimentagdo CA ou CC redundantes

Até 16 x EDSFF E3. Unidades frontais NVMe S de 52 geracgado ou até 8 EDSFF E3. Unidades frontais NVMe S de 59 geragéo
ou 10 unidades SATA de 2,5 polegadas ou 8 unidades SATA frontais de 2,5 polegadas ou 8 unidades NVMe de 2,5 polegadas
ou 4 unidades frontais SATA de 3,5 polegadas com até 2 EDSFF E3. Unidades traseiras NVMe S de 52 geragéo.

NOTA: Para obter mais informagdes sobre como fazer a troca a quente do dispositivo SSD NVMe PCle, consulte o Guia
do usudrio da SSD Dell Express Flash NVMe PCle em Péagina de Suporte da Dell > Procurar todos os produtos >
Infraestrutura > Data Center Infrastructure > Storage Adapters & Controllers > Dell PowerEdge Express Flash
NVMe PCle SSD > Selecionar este produto > Documentacdo > Manuais e documentos.

NOTA: Neste documento, todas as instancias de unidades SATA sdo chamadas de unidades, a menos que seja especificado
de outra forma.

CUIDADO: Néo instale GPUs, placas de rede ou outros dispositivos PCle no sistema que ndo sejam validados
e testados pela Dell. Os danos causados por instalacdo de hardware nédo autorizado e invalidado anularéo e
invalidardo a garantia do sistema.

NOTA: Este documento fornece uma lista abrangente de recursos do produto. No entanto, 0s recursos marcados com

um asterisco (*) podem nao estar disponiveis no langamento, mas introduzidos em atualizagdes futuras. Observe que este
documento ndo confirma a disponibilidade ou o cronograma de langcamento de nenhum recurso. Para obter informagdes mais
precisas e atualizadas sobre a disponibilidade de recursos, consulte a pagina do configurador de produtos em dell.com.

Toépicos:

Cargas de trabalho principais
Novas tecnologias

Cargas de trabalho principais

O Dell PowerEdge R470 oferece desempenho avangado em um servidor mainstream de uso especifico com resiliéncia
cibernética. |deal para:

Dimensionamento de virtualizagdo/nuvem
Banco de dados de scale-out

Computagéo de borda

Computagéo com alto desempenho

N6 de armazenamento definido por software

Configuracdes e recursos do sistema PowerEdge R470 5



Novas tecnologias

O PowerEdge R470 pode lidar com cargas de trabalho e aplicativos exigentes, como data warehouses, eCommerce, bancos de
dados e computagdo com alto desempenho (HPC).

Tabela 1. Novas tecnologias

Tecnologia Descricédo detalhada

Processador Intel® Xeon® 6 E-core Contagem de nicleos: até 144 nucleos

88 pistas PCle por CPU de 52 geragao, bifurcagdo PCle x16,
x8, x4, x2 (de 52 geragéo)

TDP méx.: até 330 W

Processador Intel® Xeon® 6 P-core Contagem de nlcleos: até 86 nucleos com opgdo do R1S

88 pistas PCle por CPU de 52 geragao, bifurcagdo PCle x16,
x8, x4, x2 (de 59 geracéo)

Até 136 pistas PCle por CPU geragéo 5.0 (opgédo do R1S)

TDP max.: até 350 W

Meméria DDR5S Até 8 canais por CPU e 16 DIMMs no total

Suporta RDIMM, DDR5 com ECC até 6400 MT/s

PCle geragéo 52 geragéo a 32 GT/s
Slot PCle Até 4 slots PCle com 16 linhas no total
E/S flexivel E/S traseira com:

e | porta Ethernet dedicada do BMC
e 2 portas USB 3.1 Type A
e 1VGA

Placa NIC OCP 3.0:
2 slots na parte frontal (para configuragdo de E/S frontal)

1 slot na parte traseira (para configuracdo de E/S traseira)

E/S frontal com:

e 1 porta Type-C USB 2.0

1 porta Type-A USB 2.0 (opcional)

1 Mini DisplayPort (opcional)

1 serial DB9 (com configuragdo de E/S frontal)

1 porta Ethernet dedicada do BMC (com configuragdo de
E/S frontal)

M-PESTI Protocolo half-duplex entre MCU e CPLD, a interface de
banda lateral modular como parte do DC-MHS.

PERC dedicado PERC 12

H965i DC-MHS frontal

e H365i DC-MHS frontal

e Adaptador H365i DC-MHS
e Adaptador H965i DC-MHS

Fontes de alimentac&o Duas PSUs novas M-CRPS 60 mm

Platinum/Titanium 800 W CA/CCAT

Platinum/Titanium 1.100 W CA/CCAT

Titanium 1.500 W CA/CCAT
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Tabela 1. Novas tecnologias (continuacao)

Tecnologia Descricao detalhada
Titanium1500 W 277 VCA e HVDC
1.400 W, -48 VCC

@ NOTA: Diretrizes de suporte da riser

o Os processadores Intel Xeon 6 P-core R1S fornecem um nimero maior de faixas PCle em comparagdo com os
processadores padréo Intel® Xeon 6 processador P-core.

e Na plataforma PowerEdge R470:
o Asrisers RC4, RC5 e RC7 suportam apenas processadores R1S.
o Asrisers RCO, RC1, RC2, RC3, RC6 e RC8 suportam configuragdes de R1S e de processador Unico padréao,

dependendo dos requisitos de configuragcdo de armazenamento.
e A compatibilidade da riser esta sujeita a restricdes de projeto e alocagéo de faixa especificas da plataforma.

e Selecione configuragdes de armazenamento compativeis para garantir a integridade do sistema e o desempenho ideal.

Configuracdes e recursos do sistema PowerEdge R470 7



Comparacao de produtos

Tabela 2. Comparacédo do PowerEdge R470 e R660xs

Recurso

PowerEdge R470

PowerEdge R660xs

Processador

e Um processador Intel® Xeon® 6 E-
core com até 144 nucleos ou

e Um processador Intel® Xeon® 6 P-
core com até 86 nucleos e opgdo R1S

e (Com 2 processadores escalaveis
Intel® Xeon® de 492 geragéo
(Sapphire Rapids) com 32 nucleos

e Com 2 processadores escalaveis
Intel® Xeon® de 59 geracéo
(Emerald Rapids) com 28 nucleos

Aceleradores

Até quatro aceleradores de 75 W de
largura simples

Nao ha suporte para GPU

Memoéria

Velocidade do DIMM

Com 6400 MT/s

Até 5200 MT/s

Tipo de mem¢ria

RDIMM

RDIMM

Slot do médulo de meméria

16 slots DIMM DDR5

16 slots DIMM DDR5

()|NOTA: Suporta somente DIMMs
registrados ECC DDRb5.

()|NOTA: Suporta somente DIMMs
registrados ECC DDRA4.

Armazenamento

Compartimentos frontais

e Até 8 x EDSFF E3. NVMe S de 52
geragéo, max. de 491,562 TB

o Até 16 NVMe EDSFF E3.S de 52
geracdo, méax. de 983,04 TB

e Até 8 unidades SATA/NVMe de 2,5
polegadas, com capacidade méaxima
de 491,52 TB

o Até 10 unidades SATA/NVMe de 2,5
polegadas (sendo 4 universais), com
capacidade maxima de 614,4 TB

o Até 4 SATA de 3,5 polegadas, méax.
de 128 TB (compativel apenas com
2 unidades E3 traseiras). Unidades
S; ndo compativel como configuragdo
somente frontal independente)

0 compartimento de unidades
Até 4 unidades SAS/SATA (disco
rigido/SSD) de 3,5 polegadas, max.
de 96 TB

e Até 8 SAS/SATA/NVMe de 2,5
polegadas (disco rigido/SSD) max.
de 122,83 TB

e Até 10 SAS/SATA/NVMe de 2,5
polegadas (disco rigido/SSD) méx.
de 153,6 TB

Compartimentos traseiros

2 x EDSFF E3. NVMe S de 59 geracgédo
(SSD), max. de 122,88 TB

Até 2 SAS/SATA/NVMe de 2,5
polegadas (disco rigido/SSD) max. de
15,2 TB

Controladores de armazenamento

Controladoras internas e PERC H965i DC-MHS frontal PERC H355, PERC H755, PERC
e PERC H365i DC-MHS frontal H755N, HBA465i PERC H965i, HBA355i,
e Adaptador PERC H365i HBA4B5I
e Adaptador PERC H965i
Controladoras externas N/ HBA355e, H965e
e PERC H965e
e HBA 465e
A
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Tabela 2. Comparacédo do PowerEdge R470 e R660xs (continuacéo)

Recurso

PowerEdge R470

PowerEdge R660xs

RAID de Software

N/D

S160

Inicializagéo interna

Boot Optimized Storage Subsystem
(DC-MHS BOSS-N1): HWRAID 1, 2x
SSDs M.2 NVMe

Subsistema de armazenamento com
inicializag&o otimizada (BOSS-N1):
HWRAID 2 x M.2 SSDs

Placa intermediaria M.2 com até 2 SSDs | N/D
NVMe M.2
USB interno USB interno
Gerenciamento de sistema e iDRAC e iDRACY
e iDRAC Direct e iDRAC Direct
o APIIDRAC RESTfull com redfish e (DRAC API RESTful com Redfish
e RACADM CLI e Moddulo sem fio Quick Sync 2
e DRAC Service Module (iSM) e Mddulo de servigo do DRAC
e Abra o Gerenciador do Servidor

Fonte de alimentacéo

e Platinum/Titanium, 800 W, 100 a
240 VCA ou 240 CCAT

e Platinum/Titanium, 1100 W, 100 a
240 VCA ou 240 CCAT

e Titanium, 1500 W, 100 a 240 VCA ou
240 CCAT

e Titanium de 1500 W 277 VCA e
HVDC

e 1400 W, -48 VCC

Platinum, 600 W, 100 a 240 VCA/
240 vCC

e Titanium, 700 W, 200 a 240 VCA/
240 VCC

e Platinum, 800 W, 100 a 240 VCA/
240 VCC
CC de 1100 W/-48 a (-60) V
Titanium, 1100 W, 100 a
240 VCA/240 VCC

e Titanium, 1400 W, 100 a 240 VCA/
240 VCC

e Platinum, 1.400 W, 100 a 240 VCA/
240 VCC

e Titanium, 1.400 W, 277 VCA/366
VCC

e Titanium, 1.800 W, 200 a 240 VCA/
240 VCC

Portas

Opgodes de rede

Até duas placas NIC OCP 3.0: 2 slots na
parte frontal ou 1 slot na parte traseira

2 portas integradas de 1 GbE
Max 1 OCP 3.0 (x8 pistas PCle)

Portas frontais

1 porta Type-C USB 2.0

Porta 1 x iDRAC Direct (Micro AB USB)

1 porta Type-A USB 2.0 (opcional)

1USB 2.0

1 Mini DisplayPort (opcional)

1 serial DB9 (com configuragéo de E/S
frontal)

1 porta Ethernet dedicada do BMC (com
configuracdo de E/S frontal)

1VGA

Portas traseiras

1 porta Ethernet dedicada do BMC

2 portas Type- A USB 3.1

1USB 2.0

1VGA

1 serial (opcional)

1USB 3.0

2 portas Ethernet

1VGA

1 porta de rede dedicada do iDRAC

Comparacéao de produtos




Tabela 2. Comparacédo do PowerEdge R470 e R660xs (continuacéo)

Recurso

PowerEdge R470

PowerEdge R660xs

Portas internas

1 porta Type-A USB 3.1

1 USB 3.0 (opcional)

Slots

PCle Até 4 slots PCle x16 de 59 geragéo Com 2 PCle de 59 geragéo ou 3 PCle de
49 geracéo

Formato Servidor em rack de 1U Servidor em rack de 1U

Dimensdes e peso

Altura

42,8 mm (1,69 polegada)

42,8 mm (1,7 polegadas)

Largura

482,0 mm (19 polegadas)

482 mm (18,97 polegadas)

Profundidade

Para corredor frio (configuragdo de E/S
frontal):

829,44 mm (32,09 polegadas) sem a
tampa

(D|NOTA: A configuragéo de E/S
frontal n&o oferece suporte a borda

Para corredor quente (configuragéo de
E/S traseira):

816,92 mm (32,16 polegadas) com borda

815,14 mm (32,09 polegadas) sem a
tampa

748,79 mm (29,47 polegadas)

Peso

19,11 kg (42,13 Ibs)

19,45 Kg (55,33 libras)

10 Comparacao de produtos




Visoes e recursos do chassi

Topicos:

. Vistas do chassi

Vistas do chassi

Configuracoes do sistema - visao frontal do PowerEdge R470
sistema

Visdes frontais do R470

Figura 1. Visdo frontal do sistema com 8 unidades de 2,5 polegadas

Tabela 3. A tabela mostra a lista de componentes na visdo frontal do sistema.

Item Portas, painéis e slots icone Descricédo
1 Painel de controle esquerdo N/D Contém a porta USB e a Mini-
(LCP) — secundario Displayport.

(O[NOTA: LCP — O
moédulo KVM secundério
€ opcional, e o LCP em
branco é padrdo no painel
de controle esquerdo.

2 Unidades de 2,5 polegadas N/D Permitem que vocé instale
unidades compativeis com o
sistema.

3 Placa de protecéo da unidade | Placa de protecédo Preenchimento de protegéo
para o slot de unidade de
armazenamento

4 Painel de controle direito N/D Contém o LED de integridade

(RCP) — primério do sistema, o ID do sistema,

o bot&o liga/desliga, a porta
USB Type-C e 0 LED de
status do host.

VisOes e recursos do chassi 1"



Tabela 3. A tabela mostra a lista de componentes na visdo frontal do sistema. (continuacao)

Item

Portas, painéis e slots

icone

Descricédo

5

Etiqueta de servigco expresso

N/D

A etiqueta de servico
expresso é um painel

de etiqueta deslizante que
contém informagdes do
sistema, como etiqueta de
servigo, NIC e enderego MAC

Figura 2. Visdo frontal do sistema com 8 unidades EDSFF E3.S e E/S frontal

Tabela 4. A tabela mostra a lista de componentes na visdo frontal do sistema.

8

12

Visdes e recursos do chassi

Item Portas, painéis e slots icone Descricédo
1 Painel de controle esquerdo N/D Contém a porta USB e a Mini-
(LCP) — secundario Displayport.
(O[NOTA: LCP — O
mddulo KVM secundario
€ opcional, e 0 LCP em
branco é padrdo no painel
de controle esquerdo.
2 NIC OCP (priméaria/ N/D Permite que vocé instale a
secundaria) OCP primaria/secundaria com
(D|NOTA: A OCP priméria base em configuragdes de
fica no slot 32 na parte riser em slots 31/32
inferior
3 Unidades EDSFF E3.S N/D Permitem que vocé instale
unidades compativeis com o
sistema.
4 Painel de controle direito N/D Contém o LED de integridade
(RCP) — primério do sistema, o ID do sistema,
o bot&o liga/desliga, a porta
USB Type-C e o LED de
status do host.
5 Porta Ethernet dedicada do N/D Permite que vocé acesse o
iDRAC iDRAC.
6 Porta serial COM 10101 Permite a conexdo de um
dispositivo serial ao sistema.
7 Moédulo DC-MHS BOSS-N1 N/D Médulo de BOSS para
inicializag&o interna do
sistema.
8 Etiqueta de servico expresso | N/D A etiqueta de servico
expresso é um painel
de etiqueta deslizante que
contém informagdes do




Tabela 4. A tabela mostra a lista de componentes na visdo frontal do sistema. (continuacao)

Item Portas, painéis e slots icone Descricédo

sistema, como etiqueta de
servigo, NIC e enderego MAC

5 4
Figura 3. Visdo frontal do sistema com 16 unidades EDSFF E3.S e E/S frontal
Tabela 5. A tabela mostra a lista de componentes na visdo frontal do sistema.
Item Portas, painéis e slots icone Descricédo
1 Painel de controle esquerdo N/D Contém a porta USB e a Mini-
(LCP) — secundario Displayport.

(D|NOTA: LCP — O
modulo KVM secundario
€ opcional, e o LCP em
branco é padr&o no painel
de controle esquerdo.

2 Unidades EDSFF E3.S N/D Permitem que vocé instale
unidades compativeis com o
sistema.

3 Placa de protecéo da unidade | Placa de protegéo Preenchimento de protegao
para o slot de unidade de
armazenamento

4 Painel de controle direito N/D Contém o LED de integridade

(RCP) — primério do sistema, o ID do sistema,

o botéo liga/desliga, a porta
USB Type-C e o LED de
status do host.

5 Etiqueta de servigo expresso | N/D A etiqueta de servigo
expresso é um painel

de etiqueta deslizante que
contém informagdes do
sistema, como etiqueta de
servigo, NIC e enderego MAC

Figura 4. Visédo frontal do sistema com 8 unidades EDSFF E3.S e E/S traseira

VisOes e recursos do chassi 13



Tabela 6. A tabela mostra a lista de componentes na visdo frontal do sistema.

Item

Portas, painéis e slots

icone

Descricédo

1

Painel de controle esquerdo
(LCP) — secundario

N/D

Contém a porta USB e a Mini-
Displayport.
(O[NOTA: LCP — O
moddulo KVM secundério
é opcional, e o LCP em
branco é padrédo no painel
de controle esquerdo.

Placa de protegéo da PCle

N/D

Preenchimento de protegéo
para o slot da riser de
expansé&o PCle

Unidades EDSFF E3.S

N/D

Permitem que vocé instale
unidades compativeis com o
sistema.

Painel de controle direito
(RCP) — primério

N/D

Contém o LED de integridade
do sistema, o ID do sistema,
o botéo liga/desliga, a porta
USB Type-C e 0 LED de
status do host.

Placa de protecéo

N/D

Preenchimento de protecéo
para o slot DB9

Placa de protegéo da PCle

N/D

Preenchimento de protegéo
para o slot da riser de
expansé&o PCle

4 3
Figura 5. Visdo frontal do sistema com 10 unidades de 2,5 polegadas e E/S traseira
Tabela 7. A tabela mostra a lista de componentes na visdo frontal do sistema.
Item Portas, painéis e slots icone Descricédo
1 Painel de controle esquerdo N/D Contém a porta USB e a Mini-
(LCP) — secundario Displayport.
(O[NOTA: LCP — O
moddulo KVM secundario
€ opcional, e 0 LCP em
branco é padrdo no painel
de controle esquerdo.

2 Unidades de 2,5 polegadas N/D Permitem que vocé instale
unidades compativeis com o
sistema.

3 Painel de controle direito N/D Contém o LED de integridade

(RCP) — primério do sistema, o ID do sistema,
o botéo liga/desliga, a porta
14 Visdes e recursos do chassi




Tabela 7. A tabela mostra a lista de componentes na visao frontal do sistema. (continuacao)

Item Portas, painéis e slots icone Descricédo
USB Type-C e 0 LED de
status do host.

4 Etiqueta de servigo expresso | N/D A etiqueta de servigo

expresso é um painel

de etiqueta deslizante que
contém informagdes do
sistema, como etiqueta de
servigo, NIC e enderego MAC

Figura 6. Visdo frontal do sistema com 4 unidades de 3,5 polegadas com E/S traseira

Tabela 8. A tabela mostra a lista de componentes na visdo frontal do sistema.

Item

Portas, painéis e slots

icone

Descricédo

1

Painel de controle esquerdo
(LCP) — secundario

N/D

Contém a porta USB e a Mini-
Displayport.
(O[NOTA: LCP — O
moddulo KVM secundario
€ opcional, e 0 LCP em
branco é padrdo no painel
de controle esquerdo.

Unidades de 3,5 polegadas

N/D

Permitem que vocé instale
unidades compativeis com o
sistema.

Painel de controle direito
(RCP) — primério

N/D

Contém o LED de integridade
do sistema, o ID do sistema,
o botéo liga/desliga, a porta
USB Type-C e o LED de
status do host.

Etiqueta de servigo expresso

N/D

A etiqueta de servigo
expresso é um painel

de etiqueta deslizante que
contém informagdes do
sistema, como etiqueta de
servigo, NIC e enderego MAC

VisOes e recursos do chassi 15



Figura 7. Visao frontal do sistema de configuracdao sem backplane

Tabela 9. A tabela mostra a lista de componentes na visdo frontal do sistema.

Item

Portas, painéis e slots

icone

Descricédo

1

Painel de controle esquerdo
(LCP) — secundario

N/D

Contém a porta USB e a Mini-
Displayport.
(MO[NOTA: LCP — O
moddulo KVM secundério
€ opcional, e o LCP em
branco é padrdo no painel
de controle esquerdo.

Placa de protec¢éo da unidade

Placa de protecéo

Preenchimento de protegéo
para o slot de unidade de
armazenamento

Painel de controle direito
(RCP) — primério

N/D

Contém o LED de integridade
do sistema, o ID do sistema,
o botao liga/desliga, a porta
USB Type-C e o LED de
status do host.

Etiqueta de servigo expresso

N/D

A etiqueta de servigo
expresso € um painel

de etiqueta deslizante que
contém informacgdes do
sistema, como etiqueta de
servigo, NIC e enderego MAC

Visao do painel de controle esquerdo (LCP) - secundario

O sistema R470 tem trés opgdes para Painel de controle esquerdo (LCP) - painel secundario, conforme mostrado abaixo. A

opgao padréo é vazio.

Figura 8. Painel de controle esquerdo (LCP) - Painel secundario - médulo vazio

16 Visdes e recursos do chassi




Figura 9. Painel de controle esquerdo (LCP) - Painel secundario - Médulo KVM

Tabela 10. Painel de controle esquerdo (LCP) - Painel secundario - Médulo KVM (opcional)

Item |Indicador, botdo ou icone Descricédo
conector

1 Porta compativel com USB | s A porta USB é compativel com 2.0 de 4 pinos. Esta porta permite que
2.0 vocé conecte dispositivos USB ao sistema.

2 Mini-DisplayPort P Permite a conexdo de um dispositivo de video ao sistema.

Figura 10. Painel de controle esquerdo (LCP) - painel secundario - Quick Sync 2.0 (opcional)

1. Botédo Quick Sync 2.0

VisOes e recursos do chassi
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Visao do Painel de controle direito (RCP) - primario

Figura 11. Painel de controle direito (RCP) - primario

Tabela 11. Painel de controle direito (RCP) - primario

sistema e ID do sistema

3 LED indicador do iDRAC
Direct

4 Botédo de ID do sistema

5 Porta do host/iDRAC

Direct ( USB Type-C)

o

Item Indicador ou botédo | icone | Descricédo
1 Bot&o liga/desliga o Indica se o sistema esté ligado ou desligado. Pressione o botéo liga/desliga
para ligar ou desligar o sistema manualmente
(D|NOTA: Pressione o boté&o liga/desliga para desligar um sistema
operacional compativel com ACP| de maneira ordenada.
2 Indicador de integridade do N/A Indica o status do sistema.

O LED indicador do iDRAC Direct acende para indicar que a porta do
iDRAC Direct esté ativamente conectada a um dispositivo.

O ID do sistema permite que o usuério localize fisicamente o sistema.

A porta iDRAC Direct (USB Type-C) permite que vocé acesse 0S recursos
USB Type-C do iDRAC Direct. Para ver mais informag®&es, consulte os
manuais do iDRAC.
()| NOTA: Vocé pode configurar o iDRAC Direct usando um cabo USB
para USB Type-C, que pode ser conectado ao notebook ou tablet.
O comprimento do cabo n&o deve exceder 3 pés (0,91 metros). O
desempenho pode ser afetado pela qualidade do cabo.

Tabela 12. Cédigos do indicador de ID e integridade do sistema

integridade do sistema

Codigo do indicador de ID e | Condicéo

Azul continuo Indica que o sistema esté ligado e saudavel e o modo ID do sistema ndo est4 ativo. Pressione
0 bot&o de ID do sistema para alternar para o modo ID do sistema.

Azul intermitente Indica que o modo de ID do sistema esté ativo. Pressione o botdo de ID do sistema para
alternar para o modo integridade do sistema.

Ambar intermitente Indica que o sistema esta com uma falha. Verifique o log de eventos do sistema quanto a
mensagens de erro especificas. Manuais do PowerEdge.
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Configuracdes do sistema - visao posterior do PowerEdge R470
sistema

5
Ll . e } P 1l =
L] Hee | o e
| - .. H
ap® n. Y
® = 'ae I
| -
2O e ° 0

8 7 6 5 4 3

Figura 12. Visao posterior do sistema com 8 sistemas de unidades de 2,5 polegadas

Painel de controle direito (RCP) — primario

Tabela 13. Visédo posterior do sistema com 8 unidades de 2,5 polegadas

Item Portas, painéis ou slots | icone Descricédo
1 Fonte de alimentag&o 1 PSU1 é a PSU principal do sistema.
(PSUM)
2 Placa de protegéo da N/D Preenchimento de proteg&o para o slot da riser de expansdo PCle

riser da placa de
expansé&o PCle

3 Fonte de alimentac&o 712 PSU2 é a PSU secundaria do sistema.
(PSU2)
4 Cartéo OCP NIC N/D A placa NIC OCP é compativel com OCP 3.0. As portas NIC sdo
integradas na placa OCP conectada a placa HPM.
5 Maédulo DC-MHS BOSS- | N/D Modulo de BOSS para inicializagéo interna do sistema.
N1
6 Porta do iDRAC dedicada ﬁEE Permite que vocé acesse remotamente o iDRAC. Quando a porta

iDRAC frontal é conectada a rede, a porta iDRAC traseira é desativada
automaticamente.

7 Porta USB 3.0 ssa. As portas USB possuem 9 pinos e sdo compativeis com 3.0. Esta porta
permite que vocé conecte dispositivos USB ao sistema.

8 Porta VGA =] Permite a conexdo de um dispositivo de video ao sistema.

8 7 6 5 4 3

Figura 13. Visdo posterior do sistema com 8 sistemas de unidades EDSFF E3.S com E/S frontal
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Tabela 14. Visédo posterior do sistema com 8 sistemas de unidades EDSFF E3.S com E/S frontal

Item Portas, painéis ou slots | icone Descricédo
1 Fonte de alimentacéo 2k PSU1 é a PSU principal do sistema.
(PSUM)
2 Placa de protegéo da N/D Preenchimento de proteg&o para o slot da riser de expansdo PCle.
riser da placa de
expanséo PCle
3 Fonte de alimentac&o 712 PSU2 é a PSU secundaria do sistema.
(PSU2)
4 Placa de protegéo do N/D Preenchimento de proteg&o para o slot de cartdo OCP.
OoCcP
5 Placa de protegéo BOSS- | N/D Preenchimento de protegéo para o slot de médulo BOSS-N1.
N1
6 Porta do iDRAC dedicada ETQE Permite que vocé acesse remotamente o iDRAC. Quando a porta
iDRAC frontal é conectada a rede, a porta iDRAC traseira é desativada
automaticamente.
7 Porta USB 3.0 oo As portas USB possuem 9 pinos e sdo compativeis com 3.0. Esta porta
permite que vocé conecte dispositivos USB ao sistema.
8 Porta VGA =) Permite a conexdo de um dispositivo de video ao sistema.

7

6 5 4

Figura 14. Visado posterior do sistema com 8 sistemas de unidades EDSFF E3.S com E/S traseira

Tabela 15. Visdo posterior do sistema com 8 sistemas de unidades EDSFF E3.S com E/S traseira

Item Portas, painéis ou slots icone Descricédo
1 Fonte de alimentacgéo 1 PSU1 é a PSU principal do sistema.
(PSUM
2 Placa de protegéo da N/D Preenchimento de protegéo para o slot da riser de expansédo PCle.
riser da placa de
expanséo PCle
3 Placa de protegéo da N/D Preenchimento de proteg&o para o slot da riser de expansdo PCle.
riser da placa de
expanséo PCle
4 Fonte de alimentacéo 712 PSU2 é a PSU secundéria do sistema.
(PSU2)
5 Cartéo OCP NIC N/D A placa NIC OCP é compativel com OCP 3.0. As portas NIC sdo
integradas na placa OCP conectada a placa HPM.
6 Maédulo DC-MHS BOSS- | N/D Modulo de BOSS para inicializagéo interna do sistema.
N1
7 Porta do iDRAC dedicada EEE Permite que vocé acesse remotamente o iDRAC. Quando a porta
iDRAC frontal é conectada a rede, a porta iDRAC traseira é desativada
automaticamente.
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Tabela 15. Visédo posterior do sistema com 8 sistemas de unidades EDSFF E3.S com E/S
traseira (continuacéo)

Item Portas, painéis ou slots | icone Descricédo

8 Porta USB 3.0 s As portas USB possuem 9 pinos e sdo compativeis com 3.0. Esta porta
permite que vocé conecte dispositivos USB ao sistema.

9 Porta VGA | Permite a conex&o de um dispositivo de video ao sistema.

1 109

Figura 15. Visdo posterior do sistema com sistema de 4 unidades de 3,5 polegadas com 2 unidades EDSFF E3
traseiras. Unidades S

Tabela 16. Visdo posterior do sistema com sistema de 4 unidades de 3,5 polegadas com 2 unidades EDSFF
E3 traseiras. Unidades S

Item Portas, painéis ou slots | icone Descricédo
1 Fonte de alimentac&o 1 PSU1 é a PSU principal do sistema.
(PSUM)
2 Placa de protegéo da N/D Preenchimento de protegéo para o slot da riser de expansédo PCle.
riser da placa de
expanséo PCle
3 Unidades EDSFF E3.S N/D Permitem que vocé instale unidades compativeis com o sistema.
4 Placa de protegéo da N/D Preenchimento de protegéo para o slot da riser de expansdo PCle.
riser da placa de
expanséo PCle
5 Fonte de alimentacéo 712 PSU2 é a PSU secundéria do sistema.
(PSU2)
6 Cart&o OCP NIC N/D A placa NIC OCP é compativel com OCP 3.0. As portas NIC sdo
integradas na placa OCP conectada a placa HPM.
7 Moédulo DC-MHS BOSS- | N/D Médulo de BOSS para inicializagdo interna do sistema.
N1
8 Porta do iDRAC dedicada ﬁEE Permite que vocé acesse remotamente o iDRAC. Quando a porta
iDRAC frontal é conectada a rede, a porta iDRAC traseira é desativada
automaticamente.
9 Porta USB 3.0 ssa. As portas USB possuem 9 pinos e sdo compativeis com 3.0. Esta porta
permite que vocé conecte dispositivos USB ao sistema.
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Tabela 16. Visédo posterior do sistema com sistema de 4 unidades de 3,5 polegadas com 2 unidades EDSFF
E3 traseiras. Unidades S (continuacéo)

Item Portas, painéis ou slots | icone Descricédo

10 Porta USB 3.0 s As portas USB possuem 9 pinos e sdo compativeis com 3.0. Esta porta
permite que vocé conecte dispositivos USB ao sistema.

" Porta VGA | Permite a conex&o de um dispositivo de video ao sistema.

11 109 8 7 6 S

Figura 16. Visdo posterior do sistema de configuracdo sem backplane*

Tabela 17. Visdo posterior do sistema de configuracdo sem backplane

Item Portas, painéis ou slots | icone Descricédo
1 Fonte de alimentac&o 1 PSU1 é a PSU principal do sistema.
(PSUN)
2 Placa de protegéo da N/D Preenchimento de protegéo para o slot da riser de expansdo PCle.

riser da placa de
expanséao PCle

3 Riser da placa de N/D Riser OCP da placa de expansdo PCle.
expanséo PCle OCP

4 Placa de protegéo da N/D Preenchimento de proteg&o para o slot da riser de expansdo PCle.
riser da placa de
expansé&o PCle

5 Fonte de alimentacéo [F12 PSU2 é a PSU secundaria do sistema.
(PSU2)
6 Cartéo OCP NIC N/D A placa NIC OCP é compativel com OCP 3.0. As portas NIC sdo
integradas na placa OCP conectada a placa HPM.
7 Maédulo DC-MHS BOSS- | N/D Modulo de BOSS para inicializagéo interna do sistema.
N1
8 Porta do iDRAC dedicada EEE Permite que vocé acesse remotamente o iDRAC. Quando a porta

iDRAC frontal é conectada a rede, a porta iDRAC traseira é desativada
automaticamente.

9 Porta USB 3.0 oo As portas USB possuem 9 pinos e sdo compativeis com 3.0. Esta porta
permite que vocé conecte dispositivos USB ao sistema.

10 Porta USB 3.0 oo As portas USB possuem 9 pinos e s&o compativeis com 3.0. Esta porta
permite que vocé conecte dispositivos USB ao sistema.

M Porta VGA 1| Permite a conex&do de um dispositivo de video ao sistema.
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Configuracdes do sistema — visdo interna do sistema PowerEdge

R470

20

Figura 17. Parte interna do sistema com configuracdo de E/S frontal

OCP frontal
Clipe de cabo
slots DIMM
PSU 2

Placa Attic

. Sensor de violagéo

. Suporte da PIB

. Clipe de cabo

. Backplane da unidade

. Porta serial frontal e porta iDRAC dedicada

2.
4.
6.
8.

10.
12.
4.
6.
18.

Ventilador de resfriamento

Maodulo de processador do host (HPM)
Dissipador de calor do processador (remoto)
PSU1

Médulo DC-SCM

Placa intermediaria de alimentagéao (PIB)
Placa do ventilador

Suporte do cabo central

BOSS-N1 dianteiro

20. Etiqueta de servico expresso

VisOes e recursos do chassi
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Figura 18. Parte interna do sistema com configuracédo de E/S traseira
1. Ventilador de resfriamento 2. Clipe de cabo
3. Mddulo de processador do host (HPM) 4. slots DIMM
5. Dissipador de calor do processador (remoto) 6. Mdoédulo de OCP traseiro
7. Riser PCle 4 8. PSU?2
9. PSU1 10. Riser PCle 2
11. Sensor de violagdo 12. Placa intermediéria de alimentacao (PIB)
13. Suporte da PIB 14. Placa do ventilador
15. Clipe de cabo 16. Suporte do cabo central

17. Etiqueta de servigo expresso
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Codigo QR dos recursos do sistema PowerEdge R470

Dell.com/support PERA470

Scan for quick access to
self-service videos and
documentation for this device.

Figura 19. Cédigo QR do sistema PowerEdge R470

Configuracodes do chassi

O sistema PowerEdge™ R470 oferece suporte para:
Compartimento frontal e traseiro:

Até 8 unidades diretas EDSFF E3.S NVMe

Até 8 unidades SATA/NVMe de 2,5 polegadas

Até 10 unidades SATA/NVMe de 2,5 polegadas

Até 16 unidades diretas EDSFF E3.S NVMe

Até 4 unidades SATA de 3,5 polegadas com até 2 x EDSFF E3. Unidades traseiras diretas NVMe S

@ NOTA: Para ver mais informagdes sobre como fazer a troca a quente do dispositivo NVMe PCle SSD U.2, consulte o
Guia do usudario do Dell Express Flash NVMe PCle SSD em Pesquisar todos os produtos > Infraestrutura de data
center > Adaptadores e controladores de armazenamento > Dell PowerEdge Express Flash NVMe PCle SSD >
Documentacédo > Manuais e documentos.
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Processador

Topicos:

* Recursos do processador

Recursos do processador

Os processadores Intel® Xeon® Série 6 atendem a diversas necessidades de poténcia, desempenho e eficiéncia. Os nlcleos
eficientes (nucleos E) oferecem alta densidade de nicleos e desempenho excecional por watt, enquanto os nlcleos de
desempenho (nucleos P) se destacam pela ampla variedade de cargas de trabalho com o aumento do desempenho para IA

e HPC. Os processadores Intel® Xeon® Série 6 oferecem desempenho aprimorado por watt, desempenho aprimorado por rack,
velocidades de memoria atualizadas, E/S aprimorada, velocidades de UP| expandidas e seguranga de extensé&o de software
adicional.

A seguir, estdo listados os recursos e as fun¢des dos processadores:

Até 144 nlcleos e TDP de até 330 W para o processador Intel® Xeon® 6 E-Core
Até 86 nucleos e TDP de até 350 W para o processador Intel® Xeon® 6 P-Core
Até 8 canais DDRb5 6.400 MT/s (1DPC) e 5.200 MT/s (2DPC)

UPI 2.0 de até 24 GT/s

88 pistas PCle 5.0

R1S: até 136 pistas PCle 5.0

Recurso de bifurcagdo PCle

Soquete E2 Intel®: pinos 4710-2

Processadores compativeis

A tabela abaixo mostra as SKUs do Processador Intel® Xeon 6 compativeis com o R470.

Tabela 18. Processador Intel® Xeon 6 compativel com o0 R470 — E-Core

Processad | Velocidad | Cache UPI Nucleos |Threads |Turbo Velocidade | Capacidad | TDP
or e do M) (GT/s) da e de
relégio meméria meméria
(GHz) (MT/s)
6780E 2,2 108 24 144 144 Turbo 6400 17B 330 W
6766E 1,9 108 24 144 144 Turbo 6400 17B 250 W
6756E 1,8 96 24 128 128 Turbo 6400 17B 225 W
6746E 2 96 24 12 12 Turbo 6400 17B 250 W
6740E 2,4 96 24 96 96 Turbo 6400 17B 250 W
6731E 2,2 96 24 96 96 Turbo 5600 17B 250 W
6710E 2,4 96 24 64 64 Turbo 5600 17B 205 W
Tabela 19. Processador Intel® Xeon 6 compativel com o0 R470 — P-Core
Processad | Velocidad | Cache UPI Nucleos |Threads |Turbo Velocidade | Capacidad | TDP
or e do M) (GT/s) da e de
relégio meméria meméria
(GHz) (MT/s)
6787P 2 336 24 86 172 Turbo 6400 47TB 350 W
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Tabela 19. Processador Intel® Xeon 6 compativel com o R470 — P-Core (continuacéo)

Processad | Velocidad | Cache UPI Nucleos |Threads |Turbo Velocidade | Capacidad | TDP
or e do (M) (GT/s) da e de

relégio memoéria memodria

(GHz) (MT/s)
6767P 24 336 24 64 128 Turbo 6400 47TB 350 W
6747P 2,7 288 24 48 96 Turbo 6400 47TB 330 W
6737P 2,9 144 24 32 64 Turbo 6400 47TB 270 W
6730P 2,5 288 24 32 64 Turbo 6400 47TB 250 W
6527P 3,0 144 24 24 48 Turbo 6400 47TB 255 W
6724P 3,6 72 24 16 32 Turbo 6400 47TB 210 W
6517P 3,2 72 24 16 32 Turbo 6400 47TB 190 W
6505P 2,2 48 24 12 24 Turbo 6400 47TB 150 W
6507P 3.5 48 24 8 16 Turbo 6400 47TB 150 W
6781P (R1S) [ 2,0 336 N/D 80 160 Turbo 6400 27TB 350 W
6761P (R1S) [ 2,5 336 N/D 64 128 Turbo 6400 27TB 350 W
6741P (R1S) [ 2,5 288 N/D 48 96 Turbo 6400 27TB 300 W
6731P (R1S) [ 2,5 144 N/D 32 64 Turbo 6400 27TB 245 W
6521P (R1S) [ 2,6 144 N/D 24 48 Turbo 6400 27TB 225 W
651P (R1S) [2,5 72 N/D 16 32 Turbo 6400 27TB 150 W

Processador
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Topicos:

*  Memoria suportada

Memoéria suportada

Tabela 20. Comparacdo da tecnologia da meméria

Subsistema de memoria

Recurso

PowerEdge R470 (DDR5)

Tipo de DIMM

RDIMM

Velocidade da transferéncia

6400 MT/s(1DPC) e 5200 MT/s(2DPC)

(D|NOTA: Suporte a velocidade méxima de transferéncia de
DIMM dependente da SKU da CPU e do preenchimento de
DIMM

Tensao

11V

Tabela 21. DIMMs compativeis

Velocidade Tipo de DIMM Capacidade do Ranks por DIMM | Largura de dados | Tensdo do DIMM
nominal do DIMM DIMM ( GB) V)

(MT/s)

6400 RDIMM 16 1 x8 11

6400 RDIMM 32 2 x8 1M

6400 RDIMM 64 2 x4 M

6400 RDIMM 96 2 x4 11

6400 RDIMM 128 2 x4 11

6400 RDIMM 256 8 x4 11

Tabela 22. Matriz de meméria com suporte

Tipo de Fileira Capacity Velocidade |Velocidade de operacio
DIMM e tensdo
nominal da | Processador Intel® Xeon 6 Processador Intel® Xeon 6 P-
DIMM E-core core
1 DIMM por |2 DIMM por 1 DIMM por 2 DIMM por
canal canal (DPC) canal (DPC) canal (DPC)
(DPC)
RDIMM 1R 16 GB DDR5 (1,1 N/D N/D Até 6400 MT/s |N/D
vy,
6.400 MT/s
2R 32 GB DDR5 (11 Até N/D Até 6400 MT/s | Até 5200 MT/s
V), 6400 MT/s
6.400 MT/s
64 GB DDR5 (1,1 Até Até 5200 MT/s | Até 6400 MT/s | Até 5200 MT/s
V), 6400 MT/s
6.400 MT/s
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Tabela 22. Matriz de meméria com suporte (continuacéo)

Tipo de Fileira Capacity Velocidade |Velocidade de operacdo
DIMM e tensdo
nominal da | Processador Intel® Xeon 6 Processador Intel® Xeon 6 P-
DIMM E-core core
1 DIMM por |2 DIMM por 1 DIMM por 2 DIMM por
canal canal (DPC) canal (DPC) canal (DPC)
(DPC)
96 GB DDR5 (1,1 N/D N/D Até 6400 MT/s | Até 5200 MT/s
V),
6.400 MT/s
128 GB DDR5 (1,1 N/D N/D Até 6400 MT/s | Até 5200 MT/s
V),
6.400 MT/s
8R 256 GB DDR5 (1,1 N/D N/D N/D Até 5200 MT/s
V),
6.400 MT/s

®| NOTA: O processador pode reduzir o desempenho da velocidade nominal do DIMM.

®| NOTA: Apenas mddulos de 32 GB e 64 GB s&o suportados nos processadores Intel® Xeon 6 E e P Core.

Subsistema de memoéria
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Armazenamento

Topicos:

»  Controladores de armazenamento

* Unidades compativeis

. Configuracao de armazenamento interno
* Armazenamento externo

Controladores de armazenamento

As opg¢des do controlador RAID Dell oferecem melhorias de desempenho, incluindo a solugdo fPERC. O fPERC fornece um
controlador RAID HW base sem consumir um slot PCle usando um formato pequeno e conector de alta densidade para o planar
base.

As ofertas do Controlador PERC 17 G s8o uma forte alavancagem da familia PERC 16 G. Os niveis de Valor e Desempenho de
valor s&o transferidos para 17 G a partir de 16 G.

@ NOTA: O PowerEdge ndo é compativel com o Modo Tri, a combinagdo de SAS, SATA e NVMe por tras do mesmo
controlador.

NOTA: Para ver mais informacgdes sobre os recursos dos controladores RAID do Dell PowerEdge (PERC), dos controladores
software RAID ou da placa BOSS e a implementag&o das placas, consulte a Documentagéo do controlador de
armazenamento em Manuais do Controlador de Armazenamento.

Guia do usuario dos controladores de armazenamento do servidor

e Guia do usuario das controladoras de servidor/armazenamento clique aqui

Unidades compativeis

A tabela a seguir lista as unidades internas suportadas pelo R470.

Tabela 23. Unidades compativeis

Formato Tipo Velocidade |Velocidade Capacidades
de rotacéo
2,5 polegadas | SATA 6 Gbps SSD 480 GB, 960 GB, 1,92 TB, 3,84 TB
2,5 polegadas | DC NVMe |49 geragdo SSD 800 GB, 960 GB, 1,6 TB, 1,92 TB, 3,2 TB, 3,84 TB, 7,68 TB
2,5 polegadas |Ent NVMe |42 geragdo [SSD 1,6 TB, 1,92 TB, 3,2 TB, 3,84 TB, 7,68 TB, 15,36 TB, 61,44 TB
3,5 polegadas | SATA 6 Gbps 72K 27TB,4TB,8TB,12TB, 16 TB, 20 TB, 24 TB, 32 TB
3,5 polegadas | SATA 12 Gbps 72K 4TB,8TB,12TB,16 TB, 20 TB, 24 TB, 32 TB
M.2 NVMe 49 geragdo N/D 480 GB. 960 GB
EDSFFE3.S |DC NVMe |52geragao [SSD 1,6 TB, 1,92 TB, 3,2 TB, 3,84 TB
EDSFFE3.S |Ent NVMe |52 geragdao [SSD 3278B,384TB,6,4TB, 7,68 TB, 15,36 TB, 30,72 TB, 61,44 TB
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®| NOTA: As ofertas planejadas est&o sujeitas a alteragdes e podem ndo ser langadas como originalmente projetadas.

Configuracao de armazenamento interno

Configuragdes de armazenamento interno do R470 disponiveis:
Parte frontal:

8 SAS/SATA/NVMe de 2,5 polegadas

10 SAS/SATA/NVMe de 2,5 polegadas

4 SAS/SATA de 3,5 polegadas

8 unidades NVMe EDSFF E3.S de 52 geracéo
16 unidades NVMe EDSFF E3.S de 59 geracéo

Parte traseira:

e 2 unidades NVMe EDSFF E3.S de 52 geragéo
NOTA: O backplane universal (com slot universal € compativel com unidades SAS/SATA/NVMe) é compativel com RAID de
hardware para SAS/SATA com NVMe de conexao direta e ndo é compativel com RAID de hardware para NVMe.

Armazenamento externo

O R470 é compativel com os tipos de dispositivos de armazenamento externo listados na tabela abaixo.

Tabela 24. Dispositivos de armazenamento externo compativeis

Tipo de dispositivo Descricédo

Fita externa Suporta a conexdo com produtos externos de fita USB
Software de equipamento NAS/IDM Compativel com a pilha de software NAS

JBOD Suporta conexdo com JBODs de 12 Gb da série MD
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Topicos:

*  Visdo geral
*  Suporte a OCP 3.0

Visao geral

Rede

O PowerEdge oferece uma ampla variedade de opgdes para mover as informagdes de e para nossos servidores. As melhores
tecnologias do setor sdo escolhidas, e esses adaptadores s&o rigorosamente validados para uso descomplicado e com suporte

total nos servidores Dell.

Suporte a OCP 3.0

Placas OCP compativeis

Tabela 25. Placas OCP compativeis

Formato Fornecedor Tipo de porta Velocidade de porta |Contagem de portas

OCP 3.0 NVIDIA QSFP56 100 GbE 2
Broadcom QSFP56 100 GbE 2
Broadcom SFP28 25 GbE 4
NVIDIA SFP28 25 GbE 2
Broadcom QSFP56 100 GbE 2
Broadcom BT 1 GbE 4
Broadcom BT 10 GbE 4
Broadcom BT 10 GbE 2
Intel SFP28 25 GbE 4
Intel SFP28 25 GbE 4
Intel QSFP56 100 GbE 2
Intel BT 10 GbE 2
Intel BT 10 GbE 2
Intel SFP28 25 GbE 2
Intel BT 1 GbE 2
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NIC OCP 3.0 x 2.0

Tabela 26. Comparacéao entre NICs OCP 3.0 e 2.0

Formato

OCP 2.0 (LOM mezanino)

OCP 3.0

Observacdes

PCle geragéo

Gen3d

Genb

OCP3 compativel € SFF
(formato pequeno)

Maéx. de faixas PCle

Com 16 unidades

Com 16 unidades

Consulte matriz de prioridade
do slot do servidor.

LOM compartilhado

Sim

Sim

Somente o OCP no slot

10 (E/S traseiro) pode dar
suporte ao redirecionamento
da porta iDRAC como NIC
compartilhada.

Alimentacgao auxiliar

Sim

Sim

Usado para LOM
compartilhado
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Tépicos:

* Risers PCle

Risers PCle

Veja abaixo as ofertas de riser para a plataforma.

Figura 20. Localizacdo do conector da riser na placa de HPM

Riser 5
Riser 4
Riser 3
Conector de alimentagéo da riser
Conector de alimentagéo da riser

S IFNEENIES
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Figura 21. Riser RFic

1. Slot 32
2. Slot 31

Figura 22. Riser RF1d

1. Slot 31
2. Slot 32
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Figura 23. Riser R2q
1. Slot1

Figura 24. Riser R4b
1. Slot 4

Figura 25. Riser R2k

1. Slot 1
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Figura 26. Riser R2u

1. Slot1

Figura 27. Riser R2t

1. Slot1
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Figura 28. Riser R2v

1. Slot1

Figura 29. Riser R4a

1. Slot4

Tabela 27. Configuracdes de riser PCle

N¢° de configuracédo

Configuracéao da riser

No. de processadores

PERC tipo compativel

Armazenamento
traseiro possivel

0 SEM RSR 1 PERC frontal Nao
1 R2u + R4a 1 Adpt PERC 2 unidades EDSFF E3.S
2 RF1c 1 N/D Nao
3 RF1d (compartimento 1 N/D Nao
OCP frontal)
4 Rflc + R2t + R4b 1 N/D Nao
5 Rfld + R2t + R4b 1 N/D Nao
6 R2q + R4b 1 PERC frontal Nao
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Tabela 27. Configuracdes de riser PCle (continuacéo)

N¢° de configuracédo

Configuracéao da riser

No. de processadores

PERC tipo compativel

Armazenamento
traseiro possivel

R2k + R4a

PERC frontal

N&o

R2v + R4a

PERC frontal

N&o

@ NOTA: Diretrizes de suporte da riser

e Na plataforma PowerEdge R470:

o Asrisers RC4, RC5 e RC7 suportam apenas processadores R1S.

o Os processadores Intel Xeon 6 P-core R1S fornecem um nimero maior de faixas PCle em comparagdo com os
processadores padréo Intel® Xeon 6 processador P-core.

o Asrisers RCO, RC1, RC2, RC3, RC6 e RC8 suportam configuragdes de R1S e de processador Unico padréo,
dependendo dos requisitos de configuragdo de armazenamento.

e A compatibilidade da riser esté sujeita a restrigdes de projeto e alocagdo de faixa especificas da plataforma.

e Selecione configuragdes de armazenamento compativeis para garantir a integridade do sistema e o desempenho ideal.

Subsistema PCle

39



Energia, térmica e acustica

Os servidores PowerEdge tém um extenso conjunto de sensores que automaticamente monitoram a atividade térmica, o que
ajuda a regular a temperatura e, com isso, reduzido o ruido do servidor e o consumo de energia. A tabela abaixo lista as
ferramentas e tecnologias que a Dell oferece para reduzir o consumo de energia e aumentar a eficiéncia no uso de energia:

Topicos:

* Alimentagéo
*  Térmico
*  Acustica

Alimentacao

Tabela 28. Ferramentas e tecnologias de energia

Recurso Descricédo

Portfélio de fontes de O portfélio de PSU da Dell inclui recursos inteligentes, como fazer otimizagdo dindmica da

alimentagéo (PSUs) eficiéncia enquanto mantém disponibilidade e redundancia. Informacodes adicionais podem ser
encontradas na segéo Fontes de alimentag&o.

Ferramentas para O EIPT (Enterprise Infrastructure Planning Tool) € uma ferramenta que pode ajudar a determinar

dimensionamento correto a configuragao mais eficiente possivel. O EIPT da Dell pode calcular o consumo de energia do

hardware, da infraestrutura de energia e do armazenamento em uma carga de trabalho dada.
Saiba mais em EIPT da Dell.

Conformidade com o setor | Os servidores da Dell estdo em conformidade com todas as certificagdes e diretrizes relevantes
do setor, inclusive 80 PLUS, Climate Savers e ENERGY STAR.

Exatidéo do monitoramento As melhorias do monitoramento energético de PSU incluem:

de energia
e Atualmente, a precisdo do monitoramento de energia da Dell € 1%, enquanto o padr&o do
setor é de 5%
e Relatérios mais precisos de energia
Infraestrutura de rack A Dell oferece algumas das solugdes de infraestrutura de energia de maior eficiéncia do setor,

inclusive:

e Unidades de distribui¢cdo de energia (PDUs)

e Fontes de alimentacéo ininterrupta (UPSs)

e Compartimentos de contencdo para rack Energy Smart
e Acoplamento cego CA

Encontre informagdes adicionais em: Energia e resfriamento

Fontes de alimentacao

As fontes de alimentagdo Energy Smart possuem recursos inteligentes, como a capacidade de otimizar dinamicamente a
eficiéncia, mantendo a disponibilidade e a redundéncia. Também s&o destacadas as tecnologias aprimoradas de reducao de
consumo de energia, como conversdo de energia de alta eficiéncia e técnicas avancadas de gerenciamento térmico, além de
recursos integrados de gerenciamento de energia, incluindo monitoramento de energia de alta precis&o. A tabela a seguir mostra
as opgdes da fonte de alimentacdo que est&o disponiveis para o R470.
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Tabela 29. Especificacées da PSU

Fonte [Clas |Dissipa |Frequén |Tensédo do AC Tensédo de CC Corrente (A)
de se |cdode |cia (Hz)
alime calor 200a240V (100a120 |277V 240V |- (48 a 336 V
ntaca (maxim v 60) Vv
o a)
(BTU/
h)

Modo [ Plati | 3000 50,60 800 W 800 W N/D N/D N/D N/D 9,2-4,5 A
misto | num
de -
800 W T‘Ita 3000 50,60 800 W 800 W N/D N/D N/D N/D 9,2-4,5 A

nium

N/D | 3000 N/D N/D N/D N/D 800 W |N/D N/D 3,7 A
100 W | Tita |4100 50,60 1100 W 1050 W N/D N/D N/D N/D 12-6,1A

nium

Plati | 4100 50/60 1100 W 1050 W N/D N/D N/D N/D 12-6,1A

num

N/D 14100 N/D N/D N/D N/D 100 W |N/D N/D 51A
1400 | Tita | 5310 N/D N/D N/D N/D 1400 W N/D 33 A
W -48 | nium N/D
VCC
1500 | Tita | 5625 N/D N/D N/D 1500 W |N/D N/D 6,1A

. 50/60

W 227 | nium
VCA

N/D | 5625 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 1500 W 4,91 A
Modo [Tita | 5625 50/60 1500 W 1050 W N/D N/D N/D N/D 12-8,2 A
misto | nium
de

N/D | 5625 N/D N/D N/D 1500 W |N/D N/D 6,8 A
1.500 N/D
W

Figura 30. Cabos de alimentacédo da PSU

Figura 31.

Cabo de alimentacdo APP 2006G1
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Figura 32. Cabo de alimentacdo LOTES APOWAO048

Tabela 30. Cabos de alimentacdo da PSU

Formato Saida Cabo de alimentacéo
Redundante 60 mm Modo misto de 800 W C13
Modo misto de 1100W C13
1400 W -48 V CC LOTES APOWAO048
Modo misto de 1.500 W C13
1.500 W, 277 V APP2006G1/2006G3

Térmico

Os servidores PowerEdge tém um conjunto extenso de sensores que monitoram automaticamente a atividade térmica, o que
ajuda a regular a temperatura e, consequentemente, reduz o ruido do servidor e o consumo de energia.

Projeto térmico

O gerenciamento térmico ajuda a proporcionar alto desempenho com a quantidade certa de refrigeragdo aos componentes,
enquanto mantém a menor velocidade do ventilador possivel. Isso é feito em uma ampla variedade de temperatura ambiente de
10 ©C a 35 °C (50 °F a 95 ©F) e para faixas estendidas da temperatura ambiente.

+Componenthardware reliability remains the top thermal priority.
1. Reliability «System thermal architectures and thermal control algerithms are designedto
ensure there are no tradeoffs in systemlevel hardware life.

«Performance and uptime are maximized through the development of coeling

2. Performance solutions that meet the needs of even the of t config

+17G servers are designed with an efficientthermal solution to minimize power
and airflow consumption, and/or acoustics for acoustical deployments.

«Dell'sadvanced thermal control algorithms enable minimization of system fans
speeds while meeting the above Reliability and Performance tenets.

3. Efficiency

«Forward compatibility means that thermal controls and thermal architecture
4. Forward solutions are rebust to scale to new compenents that histerically would have
Compatibility otherwise required firmware updatesto ensure proper cooling.

*The frequency of required firmware updates is thus reduced.

Figura 33. Caracteristicas do projeto térmico

O projeto térmico do Dell PowerEdge R470 reflete os seguintes aspectos:

Projeto térmico otimizado: o layout do sistema € planejado para proporcionar projeto térmico ideal.

O posicionamento e layout dos componentes do sistema sdo projetados para proporcionar cobertura maxima de fluxo de ar
para componentes essenciais com gasto minimo de energia do ventilador.

e Gerenciamento térmico abrangente: o sistema de controle térmico regula a velocidade do ventilador com base em vérias
respostas diferentes de todos os sensores de temperatura dos componentes do sistema e inventario de configuragoes do
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sistema. O monitoramento de temperatura inclui componentes como processadores, DIMMs, chipset, o ambiente de entrada
de ar, unidades de disco rigido e OCP.

e Controle térmico de loop fechado e aberto da rotagdo do ventilador: o controle de loop térmico aberto usa configuragdo do
sistema para determinar a rotagéo do ventilador com base na temperatura do ar de entrada. O método de loop fechado de
controle térmico usa temperaturas de feedback para determinar dinamicamente as rotagdes adequadas do ventilador.

e Configuragdes definiveis pelo usuario: com a compreenséo e a percepgdo de que cada cliente tem um conjunto Unico de
circunstancias ou expectativas em relagdo ao sistema. Para obter mais informagdes, consulte o Manual de instalagéo e
servigo do Dell PowerEdge R470 em Manuais do PowerEdge e "Advanced Thermal Control: Optimizing across Environments
and Power Goals" em Dell.com.

e Redundancia de refrigeragdo: o R470 permite redundéancia N+1 para ventilador, permitindo que a operagdo continue se
ocorrer a falha de um ventilador do sistema.

e FEspecificacdes ambientais: o gerenciamento térmico otimizado torna o R470 confidvel em ampla variedade de ambientes

operacionais.

Acustica

Configuracodes acusticas do R470

O Dell PowerEdge R470 é um servidor de rack com saida acUstica que abrange desde niveis adequados para um ambiente de
escritorio até aqueles de data centers.

O R470 foi projetado para uso em data centers, mas é possivel que alguns usuéarios prefiram usa-lo em ambientes mais
silenciosos. No entanto, na maioria dos casos, a velocidade do movimentador de ar ocioso do sistema ndo pode ser diminuida
sem alterar a configuragéo do sistema e, em alguns casos, até mesmo uma alteragéo de configuragcdo ndo pode reduzir a
velocidade de um movimentador de ar ocioso.

Tabela 31. Configuracdes testadas para experiéncia acustica

Configu [ A Volume 1 Volume 1 Volume 1 A configuracdo |Volume 2
racdo configu L. L. L. de GPU mais
racio Alvo principal, Alvo principal, Alvo principal, silenciosa Baseada em GPU
mais unidades de E/S frontal unidades de
silencio | 2,5 polegadas 3,5 polegadas
sa
Processa | 1 x 150 1x270 W 1x270 W 1x270 W 1x150 W 1x 300 W
dor W
Memoéria |2 16 RDIMM DDR5 de | 16 RDIMM DDR5 de |16 RDIMM DDR5 |2 RDIMM DDR5 |16 RDIMM DDR5 de
RDIMM |32 GB 32 GB de 32 GB de 32 GB 32 GB
DDR5 de
32 GB
Armazen |8 10 SSD SATA de 8 E3.S EDSFF 4 unidades de 8 unidades NVMe | 8 unidades NVMe
amento |unidades | 2,5 polegadas 3,5 polegadas ou |[SSD de 2,5 SSD de 2,5 polegadas
NVMe 2 unidades EDSFF | polegadas
SSD de E3.S (traseira)
2,5
polegada
s
Backplan | Backplan | Backplane universal | 8 x backplane Backplane Backplane Backplane universal
e e para 10 unidades de | EDSFF E3.S universal para universal para para 8 unidades de
universal | 2,5 polegadas 4 unidades de 8 unidades de 2,5 polegadas
para 8 3,5 polegadas 2,5 polegadas
unidades
de
2,5 poleg
adas
PERC Nenhum | H365i frontal Nenhuma H365i Adapter Nenhuma Nenhuma
a

Energia, térmica e acustica
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Tabela 31. Configuracdes testadas para experiéncia acistica (continuacédo)

Configu [ A Volume 1 Volume 1 Volume 1 A configuracdo |Volume 2
racéo configu L. L. L. de GPU mais
racio Alvo principal, Alvo principal, Alvo principal, silenciosa Baseada em GPU
mais unidades de E/S frontal unidades de
silencio | 2,5 polegadas 3,5 polegadas
sa
CC-MHS |N/D CC-MHS BOSS-N1 | CC-MHS BOSS-N1 | CC-MHS BOSS- [ CC-MHS BOSS- | CC-MHS BOSS-N1
BOSS- N1 N1
N1
Unidades | Hynix Hynix 480G Hynix 480G Hynix 480G Hynix 480G Hynix 480G
flash 480G
OoCP N/D 1 portas de 100 Gbe | 2 portas de 100 1 portas de 100 1 portas de 100 1 portas de 100 Gbe
Gbe Gbe Gbe
Fonte de |2x 800 [2x 800 W 2 x 800 W 2 x 800 W 2 x 800 W 2 x 100 W
alimenta W
céo
Tampa Sim Sim Nao Sim Sim Sim
PCle 1 N/D N/D N/D N/D 1 Nvidia L4 (FH) |1 Nvidia L4 (FH)
PCle 2 N/D N/D N/D N/D N/D N/D
PCle 3 N/D N/D N/D N/D 1 Nvidia L4 (FH) |1 Nvidia L4 (FH)

Tabela 32. Experiéncia acustica das configuracées do R470

Configuracéao A Volume 1 Volume 1 Volume 1 A Volume 2
configur L L L. configurac
acdo Alvo principal, |Alvo principal, |Alvo principal, |30 de GPU |Baseada em GPU
mais unidades de E/S frontal unidades de mais
silencios | 2,5 polegadas 3,5 polegadas | silenciosa
a

Desempenho acustico: ocioso/operando a 25 °C

L wam |Ocioso® 53 6,4 6,4 6,3 7,0 7,0

B

(6) Operacdo/uso |54 7.1 6.8 7,0 8.4 8.4

do cliente (®)(6)

Ky Ocioso (9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

B

(6) Operacdo/uso 10,4 0,4 0.4 04 04 04

do cliente (®)(6)

L pam | Ocioso 42 48 48 47 59 59

dB

(d8) Operagdo/uso |42 59 54 59 69 69

do cliente (®)(6)

Tons discretos Sem tons | Raz&o de proeminéncia < 15 dB

proeminentes(3) proemine
ntes

Desempenho acustico: ocioso a temperatura ambiente de 28 °C

L wam™ (B) 54 6,4 6,8 6,8 7,5 7,5

Ky (B) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

L pA,m(Q) (dB) 42 48 54 54 61 61

Desempenho acustico: carregamento max. em temperatura ambiente de 35 ©C

L wam® (B) 7,7 7,7 8,3 8,3 8,7 8,7

Ky (B) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
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Tabela 32. Experiéncia acustica das configuracées do R470 (continuacéo)

Configuracéo A Volume 1 Volume 1 Volume 1 A Volume 2
configur L L L configurac
acdo Alvo principal, |Alvo principal, |Alvo principal, |30 de GPU |Baseada em GPU
mais unidades de E/S frontal unidades de mais
silencios | 2,5 polegadas 3,5 polegadas | silenciosa
a

L pam®(dB) 63 63 65 65 74 74

MLwA,m: a média ponderada A declarada do nivel de poténcia sonora (LwA) é calculada conforme a secéo 5.2 da ISO 9296
(2017) com dados coletados usando os métodos descritos na ISO 7779 (2010). Os dados de engenharia apresentados aqui
podem ndo estar totalmente conformes com os requisitos da declaragédo da ISO 7779.

(@)L pA,m: a média ponderada A declarada do nivel de pressao sonora de emissao esté na posicdo de observador conforme a
sec¢do 5.3 da ISO 9296 (2017) e é medida usando métodos descritos na ISO 7779 (2010). O sistema é colocado em uma mesa
padr&o, 75 cm acima de um piso refletor. Os dados apresentados aqui podem nado ser totalmente conformes a ISO 7779.

(3)Tons proeminentes: os critérios do D.6 e D.11 da ECMA-74 (17° ed. dezembro de 2019) sdo seguidos para determinar se os
tons discretos séo proeminentes e, em caso afirmativo, para relata-los.

“Modo ocioso: a condicdo de estado estavel em que o servidor esta energizado, mas nao esté executando nenhuma funcéo

pretendida.

(®)Modo operacional: 0 méaximo da saida acustica de estado estavel a 50% de TDP da CPU ou de discos rigidos ativos conforme
C.9.3.2 da ECMA-74 (172 ed., dezembro de 2019).

Energia, térmica e acustica
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Gerenciamento de racks, trilhos e cabos

Topicos:

* Informacdes de gerenciamento de cabos e trilhos

Informacées de gerenciamento de cabos e trilhos

As opg¢des de trilho do PowerEdge R470 consistem em dois tipos: deslizante e fixo. As opgdes de gerenciamento de cabos
consistem em um brago de gerenciamento de cabos (CMA) opcional e uma barra de alivio de tensdo (SRB) opcional.

Consulte a Matriz de compatibilidade de racks e dimensionamento de trilhos dos sistemas empresariais disponivel em rail-rack-
matrix para ver informagdes sobre:

Detalhes especificos sobre os tipos de trilho.

Faixas de ajuste de trilhos para vérios tipos de flanges de montagem em rack.
Profundidade do trilho com e sem acessoérios para gerenciamento de cabos.
Tipos de rack compativeis com varios tipos de flange de montagem em rack.

Fatores importantes que determinam a correta selecdo dos trilhos sdo:

e O espacamento entre os flanges de montagem frontal e traseira do rack.

e Tipo e localizag&do de qualquer equipamento montado na parte traseira do rack, como fontes de distribuicdo de energia
(PDUs).

e A profundidade total do rack.

Resumo dos recursos dos trilhos deslizantes

Os trilhos deslizantes permitem que o sistema seja totalmente estendido para fora do rack para servigo. H& dois tipos de trilhos
deslizantes disponiveis, trilhos deslizantes ReadyRails Il e trilhos deslizantes com recursos de transpasse e suspenséo. Os trilhos
deslizantes estdo disponiveis com ou sem o brago de gerenciamento de cabos (CMA) ou a barra de alivio de tens&o (SRB)
opcional.

Trilhos deslizantes B21 ReadyRails para racks de 4 hastes

Compativel com a instalagéo por suspensdo no chassi nos trilhos.

Compativel com a instalagdo sem ferramentas em racks de quatro hastes de 19 pol. EIA-310-E de furo quadrados ou redondo
sem rosca, incluindo todas as geragdes de racks da Dell.

Compativel com a instalagéo equipada em racks de 4 hastes de 19 pol. EIA-310-E de furo roscado.

Dé suporte a extensdo completa do sistema do rack para permitir a facilidade de manuteng&o dos principais componentes
internos.

Suporte para barra de alivio de tenséo (SRB) opcional.

Compativel com brago de gerenciamento de cabos (CMA) opcional.

@ NOTA: Para situagdes em que o suporte para CMA n&o é necessario, os suportes de montagem do CMA externos
podem ser desinstalados dos trilhos deslizantes. Isso reduz o comprimento geral dos trilhos e elimina possiveis
interferéncias com PDUs montadas na parte traseira ou com a porta traseira do rack.
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Figura 34. Trilhos deslizantes com CMA opcional

Figura 35. Trilhos deslizantes com SRB opcional

Trilhos deslizantes com recursos de transpasse e suspensdo B22 para racks de 4 hastes

Compativel com a instalagéo por transpasse ou suspenséo do chassi nos trilhos.

Compativel com a instalagdo sem ferramentas em racks de quatro hastes de 19 pol. EIA-310-E de furo quadrado ou redondo
sem rosca, incluindo todas as geragdes de racks da Dell. Suporta também instalagdo sem ferramentas em racks de 4 hastes
de orificio roscado.

Suporte para instalagdo sem ferramentas em racks Titan-S ou Titan-D da Dell.

Dé suporte a extensdo completa do sistema do rack para permitir a facilidade de manutencao dos principais componentes
internos.

Compativel com brago de gerenciamento de cabos (CMA) opcional.
Suporte para barra de alivio de tens&do (SRB) opcional.

@ NOTA: Para situagdes em que o suporte para CMA n&o é necessario, 0s suportes de montagem do CMA externos
podem ser desinstalados dos trilhos deslizantes. Isso reduz o comprimento geral dos trilhos e elimina possiveis
interferéncias com PDUs montadas na parte traseira ou com a porta traseira do rack.
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Examine o cédigo do QRL para obter a documentagéo e as informagdes de solugéo de problemas referentes aos procedimentos
de instalagéo dos tipos de trilho com recursos de transpasse/suspensao.

Quick Resource Locator
Dell.com/@RL/Servers/comborails

Figura 36. Localizador rapido de recursos para trilhos combinados

Resumo dos trilhos estaticos B20

Os trilhos fixos proporcionam maior faixa de ajuste e menor area de montagem total do que os trilhos deslizantes gragas a sua
complexidade reduzida e a n&o precisarem de suporte para CMA. Os trilhos fixos ddo suporte a uma variedade maior de racks do
que os trilhos deslizantes. No entanto, eles ndo ddo suporte a facilidade de manuteng&o no rack e, portanto, ndo sdo compativeis
com o CMA. Os trilhos fixos também nao sdo compativeis com a SRB.

Figura 37. Trilhos fixos

Resumo dos recursos de trilhos fixos
Trilhos fixos para racks de 4 hastes e de 2 hastes:

Compativel com a instalagéo do transpasse no chassi nos trilhos.

Compativel com a instalagdo sem ferramentas em racks de 4 hastes de 19 pol. EIA-310-E quadrados ou redondos sem rosca,

incluindo todas as geracdes de racks da Dell.

Compativeis com a instalagédo equipada em racks com duas e quatro hastes de 19 polegadas EIA-310-E com orificio roscado.
e Compativeis com instalagdo com ferramentas em racks Titan-S ou Titan-D da Dell.
@ NOTA:

e Os parafusos néo estdo incluidos no kit de trilhos estéaticos, pois os racks sdo oferecidos com varios tipos de roscas.
Vocé deve usar os parafusos para montar trilhos fixos em racks com flanges de montagem rosqueados.

e O didmetro da cabega do parafuso deve ser 10 mm ou menos.

Instalacédo de racks com 2 hastes

Se estiver instalando em racks de 2 hastes (Telco), os trilhos estaticos ReadyRails || (B4) devem ser usados. Os trilhos
deslizantes comportam a montagem apenas em racks de 4 hastes.
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Figura 38. Trilhos fixos na configuracdo de montagem central em 2 hastes

Instalacdo nos racks Titan-S ou Titan-D da Dell

Para instalacdo sem ferramentas em racks Titan ou Titan-D, devem ser usados trilhos deslizantes com recursos de transpasse/
suspensao (B22). Esse trilho recolhe o suficiente para caber no rack com flanges de montagem espagados cerca de 24
polegadas entre a frente e a traseira. O trilho deslizante de transpasse/suspensdo permite que os painéis dos servidores

e sistemas de armazenamento sejam alinhados quando instalados nesses racks. Para a instalagdo da ferramenta, os trilhos
estaticos de transpasse (B20) devem ser usados para o alinhamento do painel com os sistemas de armazenamento.

Instalacdo do rack

Um design em "suspens&o" significa que o sistema € instalado verticalmente nos trilhos, por meio da insercdo dos espagadores
nas laterais do sistema dentro dos "slots J", que ficam nos membros internos dos trilhos em posigdo totalmente estendida. O
método de instalagdo recomendado & inserir primeiro os espacadores traseiros no sistema dentro dos slots J traseiros nos trilhos
para liberar uma mao e, em seguida, girar o sistema para baixo nos slots J restantes, ao mesmo tempo que usa a mao livre para
segurar o trilho na lateral do sistema.

Um design em transpasse significa que os membros internos do trilho (chassi) precisam ser fixados primeiro as laterais do
sistema e, em seguida, inseridos nos membros externos (gabinete) instalados no rack.

Como instalar o sistema no rack (opcéo A: drop-in)

1. Puxe os trilhos internos para fora do rack até eles travarem no lugar.

Figura 39. Puxe o trilho interno

2. Localize os espacadores traseiros do trilho nas laterais do sistema e abaixe-os nos slots J traseiros dos conjuntos deslizantes.
3. Gire o sistema para baixo até todos os separadores dos trilhos se encaixarem nas ranhuras J.
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Figura 40. Espacadores dos trilhos encaixados nos slots J

4. Empurre o sistema para dentro até que as alavancas de bloqueio se encaixem no lugar.
5. Puxe as presilhas de travamento laterais azul dos dois trilhos para frente ou para tras e deslize o sistema pelo rack até ele
estar completamente inserido.

Figura 41. Deslize o sistema no rack

Como instalar o sistema no rack (op¢ao B: transpasse)

1. Puxe os trilhos intermediérios para fora do rack até eles travarem no lugar.
2. Libere a trava do trilho interno, puxando-a para frente nas presilhas brancas e deslizando o trilho interno para fora dos trilhos

intermediarios.
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Figura 42. Puxe o trilho intermediario

Tabela 33. Etiqueta de componente do trilho

Ndamero Componente
1 Trilho intermediério
2 Trilho interno

3. Prenda os trilhos internos nas laterais do sistema, alinhando os slots J no trilho aos espagadores e deslizando para frente até
encaixa-los no lugar.

Figura 43. Prenda os trilhos internos no sistema

4. Com os trilhos intermediarios estendidos, instale o sistema.
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Figura 44. Instale o sistema nos trilhos estendidos

5. Puxe as guias de trava de liberagéo do slide azul para frente ou para tras nos dois trilhos e deslize o sistema para dentro do
rack.

Figura 45. Deslize o sistema no rack

Braco de gerenciamento de cabos (CMA)

O brago de gerenciamento de cabos (CMA) opcional organiza e prende os fios e cabos saindo da parte traseira dos sistemas. Ele
se desdobra para permitir que os sistemas estendam para fora do rack sem a necessidade de desconectar os cabos. Alguns dos
principais recursos do CMA incluem:

Cestos grandes em forma de U para comportar grandes quantidades de cabos.
Padr&o de ventilagéo aberta para maximo fluxo de ar.
Capacidade de ser montado em ambos os lados, girando os suportes acionados por mola de um lado para o outro.

Utiliza cintas de gancho e lago em vez de abracadeiras de plastico para eliminar o risco de danos aos cabos durante a
circulagéo.

e Contém uma bandeja fixa de baixo perfil para comportar e manter o brago de gerenciamento de cabos (CMA) na posigéo
totalmente fechada.

e O CMA e a bandeja sdo montados sem o uso de ferramentas por meio de projetos de encaixe simples e intuitivos.
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O CMA pode ser montado em ambos os lados dos trilhos deslizantes sem o uso de ferramentas ou a necessidade de conversdo.
Para sistemas com uma fonte de alimentagéo (PSU), € recomendével montar no lado oposto ao da fonte de alimentagéo para ter
acesso mais féacil a ela fique e as unidades traseiras (se aplicavel) para fins de servigo ou substituic&o.

Figura 46. Trilhos deslizantes com CMA

Figura 47. Cabeamento do CMA

Barra de alivio de tensé&o (SRB)

A barra de alivio de tensdo opcional (SRB) para o PowerEdge R470 organiza e suporta conexdes de cabo na extremidade
traseira do servidor para evitar danos causados por dobras.
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Figura 48. Barra de alivio de tenséo por cabo

Fixag&o aos trilhos sem ferramentas

Disp&e de duas posicdes de profundidade para acomodar diversas cargas de cabos e profundidades de racks
Suporta as cargas de cabo e controla a tensdo nos conectores do servidor

Os cabos podem ser separados em pacotes dedicados e de finalidade especifica
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Sistemas operacionais e virtualizacao

Topicos:

»  Sistemas operacionais compativeis

Sistemas operacionais compativeis

O sistema PowerEdge R470 é compativel com os seguintes sistemas operacionais:

Canonical Ubuntu Server LTS

RedHat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server

VMware ESXi

Windows Server

Windows Server Datacenter

Para obter as especificagdes e detalhes de interoperabilidade, consulte Suporte do sistema operacional.
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Gerenciamento de sistemas da Dell

A Dell oferece solugdes de gerenciamento que ajudam os administradores de Tl a implementar, atualizar, monitorar e gerenciar
os ativos de TI. As solugdes e ferramentas OpenManage permitem que vocé resolva e responda a problemas rapidamente,
gerenciando os servidores Dell com eficiéncia em ambientes fisicos e remotos e operando em banda e fora de banda (sem
agentes).

O portfélio do OpenManage inclui ferramentas de gerenciamento incorporadas inovadoras, como o integrated Dell Remote
Access Controller (iDRAC) e consoles como o OpenManage Enterprise, o0 OpenManage Power Manager Plugin e as ferramentas
como o Repository Manager. A Dell desenvolveu solugdes abrangentes de gerenciamento de sistemas baseadas em padroes
abertos, conectando e/ou integrando suas ofertas com os principais fornecedores e estruturas de gerenciamento de sistemas,
como Ansible, Microsoft e VMware, permitindo o gerenciamento avangado do hardware da Dell. As principais ferramentas para
gerenciar os servidores Dell PowerEdge sdo 0 iDRAC e o console OpenManage Enterprise (OME). O OpenManage Enterprise
ajuda os administradores de sistema com o gerenciamento do ciclo de vida de vérias geragdes de servidores PowerEdge. O OME
tem fungdes adicionais que podem ser incluidas em plug-ins como o OpenManage Enterprise Services, o Update Manager, o
APEX AlOps Observability (antigo CloudIQ) e o Power Manager. Ele também oferece integragdo com o VMware vCenter e o
Microsoft System Center, além de um conjunto de ferramentas, incluindo o Repository Manager, que permite o gerenciamento
facil do hardware PowerEdge. Os quatro pilares principais do gerenciamento de sistemas Dell est&o alinhados com os problemas
e desafios de negécios enfrentados por muitos departamentos de TI.

e Automatizagdo do gerenciamento de TI.

o Gerenciamento abrangente de automagéo para reduzir o OPEX e aumentar o tempo de atividade e a eficiéncia geral dos
sistemas.

o Pacote abrangente de ferramentas para automatizar de acordo com suas necessidades.
e (Gerenciamento simplificado.
o Ferramentas simples, mas avangadas, para gerenciar seus servidores Dell.
o Ferramentas integradas que simplificam os engajamentos de suporte.
o Recursos inovadores de gerenciamento integrado.
e Seguro por padréo.
o Os servidores Dell oferecem sélidas defesas de seguranga para impedir a préxima geragao de ataques mal-intencionados.
o A seguranga foi projetada com base na arquitetura de hardware e firmware para oferecer a protecao ideal.
e Gerenciamento de infraestrutura mais inteligente.
o Ele oferece um console de 1 para muitos de Gltima geragdo para gerenciar sua infraestrutura de Tl e servidor.
o Inteligéncia incorporada com reconhecimento de infraestrutura para otimizar a solug&o de problemas e a implementacao.

Este documento apresenta uma vis&o geral das ofertas do OpenManage Systems Management para ajudar os administradores
de Tl a escolher as ferramentas apropriadas para gerenciar os servidores Dell PowerEdge por completo.

e (uia de vis&o geral do gerenciamento de sistemas da Dell mais recente.

Topicos:

* IDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller — controlador de acesso remoto Integrado Dell)
*  Matriz de suporte de software de gerenciamento de sistemas

IDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller —
controlador de acesso remoto Integrado Dell)

O iIDRAC10 oferece administragdo de servidores avangada, sem agentes, local e remota. Integrado em cada servidor de
PowerEdge, o iDRAC10 fornece um meio seguro para automatizar varias tarefas comuns de gerenciamento. Como o iDRAC

€ integrado em cada servidor PowerEdge, ndo hd nenhum software adicional para instalar; conecte os cabos de alimentacao e de
rede, e 0 iDRAC estara pronto para iniciar. Mesmo antes de instalar um sistema operacional ou hypervisor, os administradores de
TI tém um conjunto completo de recursos de gerenciamento de servidor ao seu alcance.

Com 0 iDRAC10 em todo o portfélio do Dell PowerEdge, as mesmas técnicas e ferramentas de administragdo de T| podem
ser aplicadas em todo o portfélio. Essa plataforma de gerenciamento consistente permite o dimensionamento de servidores
PowerEdge a medida que a infraestrutura de uma organizagéo cresce. Os clientes podem usar a APl iDRAC RESTful para os

56 Gerenciamento de sistemas da Dell



mais recentes métodos de administragdo escaldveis dos servidores PowerEdge. Com essa API, o iDRAC permite o suporte ao
padré&o do Redfish e o aprimora com extensdes da Dell para otimizar o gerenciamento em escala dos servidores PowerEdge.
Com 0 iDRAC no nucleo, todo o portfélio OpenManage de ferramentas de gerenciamento de sistemas permite que todos os
clientes adaptem uma solugéo eficaz e econdmica para ambiente de qualquer tamanho.

O provisionamento sem intervenc¢do (ZTP) esté integrado ao iDRAC. ZTP é um gerenciamento sem agentes de automacao
inteligente da Dell. Depois que um servidor PowerEdge € conectado & alimentagéo e a rede, esse sistema pode ser monitorado
e totalmente gerenciado, seja na frente do servidor ou remotamente por uma rede. Sem a necessidade de agentes de software,
um administrador de Tl pode:

Monitoramento

Manage

Atualizar

Solucionar problemas e corrigir servidores Dell.

Com recursos de provisionamento e implementag&o sem intervencao e bloqueio do sistema, o iDRAC10 foi desenvolvido para
simplificar a administragéo de servidores. Para os clientes cuja plataforma de gerenciamento atual utiliza o gerenciamento em
banda, a Dell oferece o iDRAC Service Module, um servigo leve que pode ser usado com o iDRAC10 e o sistema operacional do
host para ter compatibilidade com plataformas de gerenciamento preexistentes.

Quando solicitados com o DHCP ativado de fabrica, os servidores PowerEdge podem ser configurados automaticamente quando
sdo ligados e conectados a rede. Esse processo usa configuragdes baseadas em perfil que garantem que cada servidor esteja
configurado conforme as suas especificagdes. Esse recurso exige uma licenga do iDRAC Enterprise.

O IDRAC10 oferece os niveis de licenga a seguir:

Tabela 34. Niveis de licenca do iDRAC10

Licenca Descricédo

Nucleo do e Disponivel para todos os servidores.

iDRAC10 e Recursos principais de gerenciamento de sistema para usuéarios preocupados com os custos.

iDRAC10 e Disponivel como uma upsell em todos os servidores.

Enterprise e Inclui todos os recursos do Core. Além disso, inclui recursos adicionais de automagéo, console virtual e

recursos de seguranga.
e Incluido com licengas Secure Enterprise Key Management (SEKM) e Secure Component Verification

(SCV).
iDRAC10 Disponivel como uma upsell em todos os servidores.
Datacenter Inclui todos os recursos do Core e Enterprise.

Inclui recursos importantes, como streaming de telemetria e gerenciamento térmico.
Inclui aceleradores avangados (GPU e DPU), gerenciamento de sistemas e resfriamento avangado de ar e
liquido.

Para obter uma lista completa dos recursos do iDRAC por nivel de licenga, consulte o Guia do usuario do Integrated Dell
Remote Access Controller 10 em Dell.com.

Para obter mais detalhes sobre 0 iDRAC10, incluindo white papers e videos, consulte:

e Suporte para Integrated Dell Remote Access Controller 10 (iDRAC10) na pagina da Base de conhecimento em Dell.com

Matriz de suporte de software de gerenciamento de
sistemas

Tabela 35. Matriz de suporte de software de gerenciamento de sistemas

Recurso Especificacdes técnicas
Gerenciamento integrado iDRAC
iDRAC Direct

iDRAC API RESTful com Redfish

RACADM CLI
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Tabela 35. Matriz de suporte de software de gerenciamento de sistemas (continuacao)

Recurso

Especificacdes técnicas

iDRAC Service Module (iSM)

Console do OpenManage

OpenManage Enterprise (OME)

OME Power Manager

Servigos OME

OME Update Manager

OME APEX AlOps Observability

Integracdo do OME para VMware vCenter (com o VMware
Aria Operations)

OME Integration for Microsoft System Center

OpenManage Integration com o Windows Admin Center

Mobilidade

OME Mobile com médulo sem fio Quick Sync 2

Ferramentas

IPMI

Gerenciamento de mudangas

Dell Repository Manager

Dell System Update

Catélogos corporativos

Server Update Utility (SUU)

OpenManage Integrations

RedHat Ansible Collections

Provedores de plataformas

Seguranga

Firmware com assinatura criptografada

Criptografia de dados em repouso (SEDs com gerenciamento
de chaves local ou externa)

Secure Boot

Secured Component Verification (verificagéo de integridade
do hardware)

Apagamento seguro

Raiz de confianga de silicio

Blogueio do sistema

TPM 2.0 FIPS, certificacdo CC-TCG

Detecgéo de invasdo do chassi

Sistemas operacionais

Canonical Ubuntu Server LTS

Microsoft Windows Server com Hyper-V

RedHat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server

VMware ESXi
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Apéndice A:

Topicos:

Dimensdes do chassi

* Peso do sistema
Especificagdes da porta NIC

*  Especificagdes da DPU
Especificacdes de video

*  Especificacoes das portas USB
Classificacao da PSU

*  Especificagdes ambientais

Dimensoes do chassi

Especificacdes adicionais
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Figura 49. Dimensdes do chassi
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Tabela 36. Dimensdes do chassi do PowerEdge R470

polegadas com 2
E3. Unidades
traseiras EDSFF
S

16 x E3. Unidades
EDSFF S

Unidades Xa Xb Y Za Zb Zc
8 unidades 482,0 mm 434,0 mm 42,8 mm 43,3 mm (1,7 |750,57 mm 786,141 mm
EDSFF E3.S com | (19 polegadas) (17,1 polegadas | (1,69 polegada | polegadas) (29,55 polegada | (30,95
configuragéo de ) ) s) Daaba a polegadas) Da
E/S frontal parede traseira |aba a alga da
PSU

8 unidades de 482,0 mm 434,0 mm 42,8 mm Com tampa: 750,57 mm 786,141 mm
2.5 polegadas (19 polegadas) (17,1 polegadas | (1,69 polegada | 30,78 mm (29,55 polegada | (30,95

) ) (1,21 polegada) | s) Da aba a polegadas) Da
10 unidades de Sem tampa parede traseira |aba a alga da
2,5 polegadas frontal: PSU

) 29,0 mm (1,14

4 unidades de 3,5 polegada)

®| NOTA: Zb é a superficie externa da parede traseira nominal, onde os conectores de E/S da placa HPM esté&o localizados.

®| NOTA: A tampa frontal ndo é compativel com sistemas com uma configuragéo de E/S frontal.

Peso do sistema

Tabela 37. Peso do PowerEdge R470 sistema

Configuracéo do sistema

Peso maximo (com todos as unidades/SSDs)

8 unidades EDSFF E3.S

19,11 kg (42,13 Ibs)

16 unidades EDSFF E3.S

17,66 kg (38,93 Ibs)

8 unidades de 2,5 polegadas SATA

17,03 kg (37,54 Ibs)

10 unidades SATA de 2,5 polegadas

17,53 kg (38,64 Ibs)

4 unidades SATA de 3,5 polegadas

18,78 kg (41,40 Ibs)

Tabela 38. Recomendacdes de manuseio do peso do PowerEdge R470

Peso do chassi

Descricédo

40-70 Ibs Recomendacao: duas pessoas para levantar.
70-120 Ibs Recomendagéo: trés pessoas para levantar.
> 121 lbs Recomendacao: usar um elevador de servidor.

Especificacées da porta NIC

O PowerEdge R470 sistema oferece suporte a portas de controlador de interface de rede (NIC) incorporadas as placas Open

Compute Project (OCP) opcionais.

@ NOTA: A placa NIC OCP esta instalada na parte frontal ou traseira do sistema, dependendo da configuragdo de E/S do

sistema.
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Tabela 39. Especificacdo da porta NIC do sistema

Recurso

Especificacdes

Datacenter-Secure Control Module (DC-SCM)

1GB x 1

Placa OCP 3.0

25 GbE x 2, 25 GbE x 4, 100 GbE x 2

Especificacées da DPU

A plataforma PowerEdge R470 acomoda unidades de processamento de dados (DPUs). Essas unidades s&o solugdes system-on-

chip que combinam nutcleos ARM, NICs de alto desempenho e mecanismos de aceleragdo programaveis para descarregar e

acelerar os servigos de infraestrutura do data center.

Tabela 40. Cartées de unidades de processamento de

dados (DPU) compativeis

Recurso Especificacdes

Modelo NVIDIA BlueField-3 B3220

Tipo Unidades de processamento de dados (DPU)
Rede 2 portas de 200 GbE

Formato FHHL

Interface PCle de 5¢ geracao x16

Consumo de energia

150 W

Risers compativeis

RC2 (slot 31), RC4 (slot 1), RC5 (slot 1), RC6 (slot 1)

Especificacoes de video

O PowerEdge R470 sistema é compativel com o controlador de placa grafica integrada Matrox G200 com 16 MB de buffer de

quadros de video.

Tabela 41. Opcdes de resolucdo de video compativeis

Resolucao Taxa de atualizacdo (Hz) |Profundidade de cores (bits)
1024 x 768 60 8, 16, 32
1280 x 800 60 8, 16, 32
1.280 x 1.024 60 8, 16, 32
1360 x 768 60 8, 16, 32
1440 x 900 60 8, 16, 32
1600 x 900 60 8, 16, 32
1600 x 1200 60 8, 16, 32
1680 x 1050 60 8, 16, 32
1920 x 1080 60 8, 16, 32
1920 x 1200 60 8, 16, 32
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Especificacées das portas USB

Tabela 42. Especificacdes de USB do PowerEdge R470

Frente

Traseira

Interna

Tipo de porta
USB

N¢° de portas

Tipo de porta
USB

N¢° de portas

Tipo de porta
USB

N¢° de portas

Porta compativel
com USB 2.0

Um (opcional)

Porta compativel
com USB 2.0
Type-C e modo
duplo de host/
porta iDRAC
Direct.

Uma

Portas
compativeis com
USB 3.1

Dois

Porta interna
compativel com
USB 3.1

Uma

Classificacao da PSU

A tabela abaixo lista a capacidade de energia das PSUs em modo de operagéo de linha alta/baixa.

Tabela 43. Classificacdes de linha alta e baixa de PSUs

Fonte de Platinum Titanium de |Platinum de | Titanium de | Titanium, Titanium de | Titanium,

alimentacdo [800 W 800w 1100 W 1100 W 1.400 W, -48 [1500 W 1.500 W, 277
VvCC \'

Pico de 1240 W 1240 W 1705 W 1705 W N/D 2325 W 2325 W

energia (linha

alta)

Linha alta 800 W 800 W 1100 W 1100 W N/D 1500 W 1500 W

Pico de 1240 W 1240 W 1627 W 1627 W N/D 1627 W N/D

energia (linha

baixa)

Linha baixa 800 W 800 W 1050 W 1050 W N/D 1050 W N/D

Linha alta 800 W 800 W 1100 W 1100 W N/D 1500 W N/D

240 VCC

Linha alta N/D N/D N/D N/D N/D N/D 1500 W

380 VCC

CC-(48 a N/D N/D N/D N/D 1400 W N/D N/D

60) V

O PowerEdge R470 suporta até duas fontes de alimentagdo CA com redundancia 1+1, sensores automaticos e capacidade de
comutac&o automética.

Se duas PSUs estiverem presentes durante o POST, é feita uma comparagdo entre as capacidades de poténcia das PSUs. Caso
as poténcias da PSU nédo correspondam, a maior das duas PSUs ¢ ativada. Além disso, ha uma adverténcia de disparidade de
PSU exibida no BIOS ou no iDRAC.

Se uma segunda PSU for adicionada em tempo de execucdo, para que essa PSU especifica seja habilitada, a capacidade de
poténcia da primeira PSU deve ser igual a segunda PSU. Caso contrario, a PSU é marcada como inigualavel no iDRAC e a

segunda PSU n&o é habilitada.

As PSUs Dell alcangaram niveis de eficiéncia Platinum e Titanium, conforme exibido na tabela abaixo.
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Tabela 44. Nivel de eficiéncia da PSU

Metas de eficiéncia por carga

Formato Saida Classe 10% 20% 50% 100%
Redundante 60 mm Modo misto Platinum N/D 90,00% 94,00% 91,00%
de 800 W
Modo misto Titanium N/D 90,00% 94,00% 91,00%
de 800 W
Modo misto Titanium 90,00% 94,00% 96,00% 91,00%
de 1100 W
Modo misto Platinum 90,00% 94,00% 96,00% 91,00%
de 1100 W
1400w titanio | Titanium 90,00% 94,00% 96,00% 91,00%
-48v dc
Modo misto Titanium 90,00% 94,00% 96,00% 91,00%
de 1500 W
1.500 W, 227 | Titanium 90,00% 94,00% 96,00% 91,00%
V

Especificacées ambientais

@ NOTA: Para obter mais informagdes sobre certificacdes ambientais, consulte a Data sheet ambiental do produto localizada
com a Documentagdo em Dell Support.

Tabela 45. Especificacdes de operacédo continua para ASHRAE A2

Temperatura

Operacdes continuas permitidas

Faixa de temperatura para altitudes <= 900
metros (<= 2.953 pés)

10-35 ©C (50-95 ©F) sem a incidéncia de luz solar direta sobre o
equipamento

Intervalo de umidade em porcentagem (sem
condensagdo em todo o tempo)

8% de RH com ponto de orvalho minimo de -12 ©C a 80% RH com ponto de
orvalho maximo de 21 °C (69,8 °F)

Redugao de corrente operacional da altitude

A temperatura méxima é reduzida em 1 ©C/300 m (1,8 °F/984 pés) acima
de 900 m (2.953 pés).

Tabela 46. Especificacdes de operacdo continua para ASHRAE A3

Temperatura

Operacdes continuas permitidas

Faixa de temperatura para altitudes <= 900
metros (<= 2.953 pés)

5-40 ©C (41-104 °F) sem a incidéncia de luz solar direta sobre o
equipamento

Intervalo de umidade em porcentagem (sem
condensagdo em todo o tempo)

8% de RH com ponto de orvalho minimo de -12 °C a 85% RH com ponto de
orvalho maximo de 24 °C (75,2 °F)

Redug&o de corrente operacional da altitude

A temperatura méxima é reduzida em 1 ©C/175 m (1,8 °F/984 pés) acima
de 900 m (2.953 pés).

Tabela 47. Especificacdes de operacdo continua para ASHRAE A4

Temperatura

Operacdes continuas permitidas

Faixa de temperatura para altitudes <= 900
metros (<= 2.953 pés)

5-45 °C (41-113 °F) sem a incidéncia de luz solar direta sobre o
equipamento

Intervalo de umidade em porcentagem (sem
condensagdo em todo o tempo)

8% de RH com ponto de orvalho minimo de -12 ©C a 90% RH com ponto de
orvalho maximo de 24 °C (75,2 °F)
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Tabela 47. Especificacdes de operacdo continua para ASHRAE A4 (continuacéo)

Temperatura

Operacdes continuas permitidas

Reduc¢éo de corrente operacional da altitude

A temperatura méxima é reduzida em 1 °C/125 m (1,8 °F/984 pés) acima
de 900 m (2.953 pés).

Tabela 48. Especificac6es ambientais comuns para ASHRAE A2, A3 e A4

Temperatura

Operacdes continuas permitidas

Gradiente maximo de temperatura (aplica-se
tanto a operagdo quanto a ndo operagao)

20 °C em uma hora* (36 °F em uma hora) e 5 °©C em 15 minutos (41 °F

em 15 minutos), 5 °C em uma hora* (9 °F em uma hora) para fita

(D|NOTA: * - Conforme as diretrizes térmicas da ASHRAE para hardware
de fita, essas ndo s&o taxas instantdneas de mudanca de temperatura.

Limites de temperatura ndo operacional

-40 a 65 °C (-40 a 149 °F)

Limites de umidade ndo operacional

5% a 95% de RH com ponto de orvalho maximo de 27 ©C (80,6 °F)

Altitude maxima ndo operacional

12.000 metros (39.370 pés)

Altitude maxima operacional

3.048 metros (10.000 pés)

Tabela 49. Vibracdo maxima especificacdes

Vibracdo maxima

Especificacdes

De operacéo

0,21 Gyms @ 5 Hz para 500 Hz por 10 min (todos os eixos X, y e z)

Armazenamento

1,38 grms, de 7 Hz a 250 Hz por 15 minutos (todos os seis lados testados)

Tabela 50. Especificacdes maximas de pul

sos de choque

Pulsos de choque maximos

Especificacdes

De operacao

Seis pulsos de choque aplicados consecutivamente nos eixos x, y e z
positivos e negativos de 6 G por 11 ms.

Armazenamento

Seis pulsos de choque aplicados consecutivamente nos eixos x, y € z
positivos e negativos (um pulso de cada lado do sistema) de 71 G por 2
ms.

Especificacdoes de contaminacao gasosa e por particulas

A tabela a seguir define as limitagdes para ajudar a

evitar qualquer dano ou falha nos equipamentos por contaminag&o gasosa

ou por particulados. Se os niveis de contaminag&o gasosa ou por particulas excederem as limitagdes especificadas e resultarem
em danos ou falhas ao equipamento, vocé devera corrigir as condi¢gdes ambientais. A correcédo das condi¢cdes ambientais € de

responsabilidade do cliente.

Tabela 51. Especificacdes de contaminaca

o por particulas

Contaminacéo por particulas

Especificacoes

Filtragem de ar: somente data center convencional

Filtragem de ar para data center de Classe 8 conforme definida na ISO
14644-1 com limite superior de confianga de 95%.

(D|NOTA: Filtrar o ar da sala com um filtro MERV8, conforme
especificado na norma ANSI/ASHRAE 127, € um método
recomendado para alcancar as condigdes ambientais necessarias.

NOTA: O ar que entra no data center precisa ter filtragem
MERV11 ou MERV13.

®

NOTA: Essa condigdo aplica-se apenas a ambientes de data
center. Os requisitos de filtragem de ar ndo se aplicam a
equipamento de Tl projetado para ser usado fora de um data
center, em ambientes como escritérios ou fabricas.
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Tabela 51. Especificacdes de contaminacdo por particulas (continuacao)

Contaminacéo por particulas

Especificacoes

Walk-Up Edge Data Center or Cabinet (ambiente de
loop fechado e vedado)

A filtragem ndo é necesséria em gabinetes que se espera que sejam
abertos seis vezes ou menos por ano. A filtragem da Classe 8 por ISO
1466-1, conforme definido acima, é necessaria de outra forma.

@ NOTA: Em ambientes normalmente acima do ISA-71 Classe G1 ou
que possam ter desafios conhecidos, filtros especiais podem ser
necessarios.

Poeira condutiva: ambientes de data center e que ndo
s8o de data center

O ar precisa estar livre de poeira condutiva, limalha de zinco ou outras
particulas condutivas.

(D|NOTA: A poeira condutiva, que pode interferir na operagéo

dos equipamentos, pode se originar de varias fontes, inclusive
processos de fabricagdo e fios de zinco que podem se desenvolver
no revestimento de placas de pisos elevados.

NOTA: Esta condigéo se aplica tanto a ambientes de data center
como a ambientes que ndo sejam de data center.

®

Poeira corrosiva: ambientes de data center e que nao
s8o de data center

e O ar precisa estar livre de poeira corrosiva.

e A poeira residual presente no ar precisa ter um ponto de
deliquescéncia menor que 60% de umidade relativa.

(D|NOTA: Esta condigéo se aplica tanto a ambientes de data center
como a ambientes que ndo sejam de data center.

Tabela 52. Especificacdes de contaminacdo gasosa

Contaminacédo gasosa Especificacdes

Observacodes

Taxa de corrosdo do cupom
de cobre

ISA-71 Classe G1: 300 A/més

Conforme a ANSI/ISA71.04

Taxa de corrosédo do cupom
de prata

ISA-71 Classe G1: 200 A/més

Conforme a ANSI/ISA71.04

Matriz de restricdo térmica

Tabela 53. Referéncia de rétulo

Rétulo Descricédo

STD Norma

HPR (Silver) Ventilador de alto desempenho Silver (HPR SLVR)
HPR (Gold) Ventilador de alto desempenho Gold (HPR Gold)
HSK Dissipador de calor

LP Baixo perfil

FH Altura completa

DLC Refrigeracéo a liquido direta

Tabela 54. Matriz de processador e dissipador de calor

Dissipador de calor

TDP do processador

HSK estendido

<=250 W

HSK remoto

>250 W
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NOTA: A temperatura ambiente da configuragéo é ditada por seu componente essencial. Por exemplo, se a temperatura
ambiente do processador for de 35 ©C, o DIMM estiver a 35 °C e a GPU estiver a 30 °C, a temperatura ambiente da

configuragdo somente podera ser 30 °C.

Tabela 55. Matriz de restricdo térmica (sem GPU)

4 x SAS/SATA

. . 8 unidades . de 3,5
Configuracdo NVM EDSEF | NVMe EDSFF N Ay SAS/OATA de Polegadas com
E3.S E3.S polegadas’ 2,5 polegadas traseiros. S
NVMe

cor'\\lfl:g:ﬁ';?;;: de cotl2rs, C05-01 C02-172/3/8/ C04-1/2 C03-01 Tempera

armazenamento ambient
Configuracdo da riser | RC-2/3/4/56/ RC-7 RC-0/6/8 RC-6/7 RC-1 €
Tipo de defletor de ar | EXT/Remoto | EXT/Remoto EXT/Remoto EXT/Remoto EXT/Remoto
Frsde | Top | Nuel Ventilador

r eos
6780E | 330W | 144 | HPRSLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350°C
6766E | 250 W | 144 STD STD STD HPR SLVR STD 35 0C
6756E | 225 W | 128 STD STD STD STD STD 35 °C
6746E | 250 W | M2 STD STD STD HPR SLVR STD 35°C
6740E | 250 W | 96 STD STD STD HPR SLVR STD 35°C
6731 | 250 W | 96 STD STD STD HPR SLVR STD 350C
6710E | 2058 W | 64 STD STD STD STD STD 35 °C
6787P | 350 W | 86 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350C
6767P | 350 W | 64 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 35°C
6747P | 330w | 48 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 35°C
6737P | 270w | 32 | HPRSLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350C
6730P | 250 W | 32 STD STD STD HPR SLVR STD 35 oC
6527P | 255 W | 24 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 35 °C
6724P | 210w | 16 STD STD STD STD STD 35°C
6517P | 190w | 16 STD STD STD STD STD 35 0C
6505P | 150w | 12 STD STD STD STD STD 350C
6507P | 150 W | 8 STD STD STD STD STD 350C
6781P | 350 W | 80 | HPRSLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350C
6761P | 350 W | 64 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350C
6741 | 300w | 48 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350C
6731 | 245 W | 32 STD STD STD STD STD 35°C
6521P | 225 W | 24 STD STD STD STD STD 35 °C
6511P | 150 W | 16 STD STD STD STD STD 35°C

®| NOTA: O dissipador de calor estendido e o defletor podem suportar o TDP da CPU até 250 W.
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Tabela 56. Matriz de restricdo térmica (GPU)

4 x SAS/SATA

. . 8 unidades . de 3,5
Configuracéo NVMe EDSEF | NVMe EDSFF N Ay SAS/SATA de Polegadas com
E3.S E3.S polegadas’ 2,5 polegadas traseiros. S
NVMe

cor'\\lfl:g:ﬁ';?;;: de COlw 3 cos-01 | COZV2/3/8/ | cog.172 co3-01 | Tefmpera

armazenamento ambient
Configuracdo da riser | RC-2/3/4/56/ RC-7 RC-0/6/8 RC-6/7 RC-1 ¢
Tipo de defletor de ar | EXT/Remoto | EXT/Remoto EXT/Remoto EXT/Remoto EXT/Remoto
Fesde | Top | Nuel Ventilador

r eos
6780E | 330w | 144 | HPRSLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350C
6766E | 250 W | 144 STD STD STD HPR SLVR STD 350C
6756E | 225 W | 128 STD STD STD STD STD 35 °C
6746E | 250 W | M2 STD STD STD HPR SLVR STD 35°C
6740E | 250 W | 96 STD STD STD HPR SLVR STD 35°C
6731E | 250 W | 96 STD STD STD HPR SLVR STD 350C
6710E | 2058 W | 64 STD STD STD STD STD 350C
6787P | 350 W | 86 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350C
6767P | 350 W | 64 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 35°C
6747P | 330 W | 48 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 35 0C
6737P | 270w | 32 | HPRSLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350C
6730P | 250 W | 32 STD STD STD HPR SLVR STD 35 °C
6527P | 255 W | 24 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 35 °C
6724P | 210w | 16 STD STD STD STD STD 35 °C
6517P | 190w | 16 STD STD STD STD STD 35 °C
6505P | 150w | 12 STD STD STD STD STD 350C
6507P | 150 W | 8 STD STD STD STD STD 350C
6781P | 350 W | 80 | HPRSLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 35°C
6761P | 350 W | 64 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350C
6741 | 300w | 48 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 35 °C
6731 | 245 W | 32 STD STD STD STD STD 350C
6521P | 225 W | 24 STD STD STD STD STD 35 °C
6511P | 150 W | 16 STD STD STD STD STD 350C

®| NOTA: O dissipador de calor estendido e o defletor podem suportar o TDP da CPU até 250 W.

®

NOTA: O dissipador de calor remoto e o ventilador HPR SLVR s&o necessarios para TDP de CPU de 350 W suportando a
temperatura ambiente de 35 ©C.
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@ NOTA: O sistema pode suportar CPU TDP de até 250 W com dissipador de calor estendido e ventilador STD em
configuragéo de corredor frio 8 unidades EDSFF E3.S e 8 unidades de 2,5 polegadas SAS/SATA (NVMeRAID/direct) a
uma temperatura ambiente de 35 °C.

@ NOTA: O sistema pode suportar CPU TDP de até 225 W com dissipador de calor estendido e ventilador STD em
configuragdo SAS/SATA e 10 unidades de 2,5 polegadas a uma temperatura ambiente de 35 °C.
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Apéndice B: conformidade com padroées

O sistema esta em conformidade com as normas do setor a segulir.

Tabela 57. Documentos padrdo do setor

Norma

URL para informacdes e especificacdes

ACPIEspecificagéo de configuragcdo avangada e interface de
alimentagéo, v6.4

ACPI

Ethernet Padréo IEEE 802.3-2022

Padrées IEEE

MSFT WHGQL Microsoft Windows Hardware Quality Labs

Programa de compatibilidade de hardware do Windows

IPMI Intelligent Platform Management Interface, v2.0

IPMI

Meméria DDR5 Especificagdes da SDRAM DDR5

SDRAM DDR5

PCI Express Especificacdo basica do PCI Express, v5.0

Especificagdes PCle

PMBus Especificagao do protocolo de gerenciamento de
sistema de energia, v1.2

Especificagdes PMBus

SMBIOS Especificacdo de referéncia do BIOS de
gerenciamento de sistema, v3.3.0

DMTF SMBIOS

TPM Especificagdo do Trusted Platform Module, v2.0

Especificagdes do TPM

UEFI Especificagdo da Unified Extensible Firmware Interface,
v2.7

Pl Especificag&o de inicializagdo da plataforma, v1.7

Especificacdes do UEFI

USB Barramento Serial Universal v2.0 e SuperSpeed v3.0
(USB 3.1 de 19 geracéo)

Biblioteca de documentos USB

NVMe Especificacdo bésica. Revisado 2.0c

NVMe Especificagdes do conjunto de comandos

1. NVM Express Especificagdo do conjunto de comandos do
NVM. Revisdo 1.1c

2. Conjunto de comandos do NVM Express Zoned
Namespaces. Revisao 1.0c

3. Conjunto de comandos do NVM Express® Key Value.
Revis&o 1.0c

NVMe Especificagdes de transporte

1. Transporte do NVM Express sobre PCle. Revis&o 1.0c
2. Revis&o do transporte do NVM Express RDMA. 1.0b
3. Transporte TCP do NVM Express. Revisdo 1.0c

NVMe Interface de gerenciamento do NVM Express. Revisdo
1.2¢c

NVMe Especificagdo de inicializagdo do NVMe. Revisdo 1.0

Especificacdes de NVMe
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Apéndice C: recursos adicionais

Tabela 58. Recursos adicionais

Recurso

Descricdo do conteido

Local

Manual de instalag&o e servigo

Este manual, disponivel em formato PDF,
mostra as seguintes informagoes:

Recursos do chassi

Programa de configuragao do
sistema

Caodigos indicadores do sistema
System BIOS

Procedimentos de remocéo e
substituicdo

Diagnostico

Jumpers e conectores

Dell.com/Support/Manuals

Guia de introdugao

Este guia é incluso com o sistema

e também esté disponivel no formato
PDF. Este guia mostra as seguintes
informagdes:

e FEtapas de configuracdo inicial

Dell.com/Support/Manuals

Guia de instalagdo em rack

Este documento acompanha os kits
de rack e mostra instrugdes para a
instalagdo de um servidor em um rack.

Dell.com/Support/Manuals

Etiqueta de informagdes do sistema

A etiqueta de informagdes do sistema
documenta o layout da placa HPM e as
configuracdes de jumper do sistema. O
texto & minimo devido a limitagdes de
espago e consideragdes de tradugdo. O
tamanho da etiqueta é padronizado nas
plataformas.

Dentro da tampa do chassi do sistema

Etiqueta MyDell

Esse codigo no chassi pode ser
digitalizado por um aplicativo de
telefone para acessar informagdes e
recursos adicionais para o servidor,
incluindo videos, material de referéncia,
informagdes da etiqueta de servigo e
informagdes de contato de Dell.

Dentro da tampa do chassi do sistema

Enterprise Infrastructure Planning Tool
(EIPT)

O Dell EIPT on-line permite obter
estimativas mais faceis e significativas
para ajuda-lo a determinar a
configuracdo mais eficiente possivel. Use
o EIPT para calcular o consumo de
energia do hardware, da infraestrutura
de energia e do armazenamento.

Dell.com/calc

70 Apéndice C: recursos adicionais




Apéndice D: servico e suporte

Topicos:

*  Por que anexar contratos de servico

*  ProSupport Infrastructure Suite

*  Servigos de suporte de Specialty

*  ProDeploy Infrastructure Suite

*  Servicos de implementacdo complementares
*  Cenérios exclusivos de implementagao

* DIA 2 - Servigos de automagéo com Ansible
*  Dell Technologies Consulting Services

Por que anexar contratos de servico

Os servidores Dell PowerEdge incluem uma garantia de hardware padrdo que destaca nosso compromisso com a qualidade do
produto, garantindo o reparo ou a substituicdo de componentes defeituosos. Como lider do setor, nossas garantias sdo limitadas
a 1 ou 3 anos, dependendo do modelo, e ndo cobrem assisténcia de software. Os registros de chamadas mostram que os clientes
geralmente procuram o suporte técnico da Dell para problemas relacionados a software, como orientagéo de configuragao,
solugdo de problemas, assisténcia para upgrade ou ajuste de desempenho. Incentive os clientes a adquirir contratos de servigo
ProSupport para complementar a cobertura da garantia e garantir o suporte ideal para hardware e software. O ProSupport
fornece uma garantia completa de hardware além do periodo de garantia original.

ProSupport Infrastructure Suite

ProSupport Infrastructure Suite € um conjunto de servigcos de suporte que permite aos clientes construir a solugéo certa para
sua organizagéo. E um suporte de classe empresarial lider do setor que se alinha a relevancia de seus sistemas, a complexidade
de seu ambiente e a alocagéo de seus recursos de TI.
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Figura 50. ProSupport Enterprise Suite
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ProSupport Plus for Infrastructure

O ProSupport Plus for Infrastructure € a melhor solugéo para clientes que buscam manutengdo preventiva e desempenho

ideal em seus ativos essenciais aos negécios. O servigo atende aos clientes que precisam de suporte proativo, preditivo

e personalizado para sistemas que gerenciam cargas de trabalho e aplicativos empresariais essenciais. Quando os clientes
adquirem o servidor PowerEdge, recomendamos ProSupport Plus, nosso servico de suporte proativo e preventivo para sistemas
essenciais da empresa. O ProSupport Plus oferece todos os beneficios do ProSupport, inclusive os "Cinco principais motivos
para comprar o ProSupport Plus (PSP)" a seguir.

1. Acesso prioritario a especialistas em suporte especializado: solugdo de problemas imediata e avancada por parte de um
engenheiro que entende as solugdes de infraestrutura Dell.

2. Suporte essencial: quando ocorrem problemas graves de suporte (severidade 1), o cliente tem a certeza de que nés
faremos tudo o que for possivel para que seu sistema volte a funcionar o mais rapido possivel.

3. Gerente técnico de sucesso do cliente: Um defensor do suporte #1 do cliente, garantindo que ele obtenha a melhor
experiéncia possivel de suporte proativo e preditivo.

4. Manutencdo de sistemas: a cada seis meses, faremos a atualizagéo dos sistemas ProSupport Plus de um cliente instalando
as atualizagbdes mais recentes de firmware, BIOS e driver para melhorar o desempenho e a disponibilidade.

5. Suporte a software de terceiros: a Dell € o ponto Unico de prestagédo de contas do cliente para qualquer software de
terceiros elegivel instalado no sistema ProSupport Plus, independentemente de ele ter adquirido o software conosco ou no.

ProSupport for Infrastructure

Suporte abrangente 24x7 para hardware e software: o melhor para produgéo, mas ndo para cargas de trabalho e aplicativos
essenciais. O ProSupport Service oferece especialistas altamente treinados 24 horas por dia e em todo o mundo para atender as
necessidades de Tl. Ajudamos a minimizar as interrupgdes e a maximizar a disponibilidade de cargas de trabalho do servidor do
PowerEdge com:

e Suporte 24x7 por telefone, chat e on-line
e Um ponto central de responsabilidade por todas as questdes de hardware e software
e Suporte a aplicativos, hypervisor e sistema operacional
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Avisos de seguranga da Dell

Opcgoes de nivel de servigo de resposta no local em 4 horas ou no proximo dia Gtil

Detecgéo proativa de problemas com criagdo de caso automatizada

Deteccéo preditiva de anomalias de hardware

Gerente de incidentes atribuido para casos de severidade 1

Suporte colaborativo de terceiros

Acesso a AlOps platforms — (MyService360, TechDirect e CloudIQ)

Experiéncia consistente, independentemente de onde o cliente estiver localizado ou em qual idioma se expresse.

Basic Hardware Support

Oferece suporte reativo de hardware durante o horario comercial normal, exceto feriados nacionais locais. Ndo ha suporte de
software nem orientacao relacionada a software. Para niveis aprimorados de suporte, escolha ProSupport ou ProSupport Plus.

Servicos de suporte de Specialty

Os servigos opcionais de suporte de Specialty complementam o ProSupport Infrastructure Suite para oferecer proficiéncias
adicionais que s&o essenciais para as operagdes do data center moderno.

Complementos de cobertura de hardware para ProSupport ou ProSupport
Plus

Mantenha seu disco rigido (KYHD), Mantenha seus componentes (KYC) ou Mantenha sua GPU (KYGPU):

Normalmente, se um dispositivo falha durante a garantia, a Dell o substitui usando um processo de troca individual. O KYHD/
KYCC/KYGPU oferece a opgdo de reter o seu dispositivo. Ele oferece controle total dos dados confidenciais e minimiza o
risco de seguranga, ao permitir que vocé mantenha a posse de unidades, componentes ou GPUs com falha ao receber pegas
de substituigcdo sem incorrer em custos adicionais.

Servico de diagnéstico no local:

Ideal para locais sem equipe técnica. O técnico de campo da Dell realiza o diagnéstico inicial da solugdo de problemas no local
e transfere para engenheiros remotos da Dell para resolver o problema.
ProSupport Add-on para HPC:

Vendido como complemento do contrato do ProSupport Service, o complemento do ProSupport para HPC oferece suporte
com consciéncia de solugdo para cobrir os requisitos adicionais necesséarios para manter um ambiente de HPC, como:

o Acesso a especialistas séniores em HPC

o Assisténcia avancada de cluster HPC: desempenho, interoperabilidade e configuragéo

o Suporte completo com solugdes de HPC avangadas

o Envolvimento de pré-suporte remoto com especialistas em HPC durante a implementagdo do ProDeploy
Complemento do ProSupport para Telco (Respond & Restore):

um servigo complementar projetado para os 31 principais clientes da TELCO em todo o mundo, o Respond & Restore oferece
acesso direto a especialistas em solugdes da Dell capacitados para suporte de nivel de operadora TELCO. Esse complemento
também oferece uma garantia do tempo de funcionamento do hardware, ou seja, se um sistema falhar, a Dell o instalara e
colocara em funcionamento em até 4 horas para problemas de severidade 1. A Dell incorrerd em penalidades e taxas se 0s
SLAs n&o forem atendidos.

Suporte personalizado e experiéncia complementar em todo o site

Technical Account Manager:

lider de tecnologia designado que monitora e gerencia o desempenho e a configuragédo de conjuntos de tecnologia
especificos.
Suporte remoto designado:

especialista em suporte personalizado que gerencia toda a solugdo de problemas e resolugéo de ativos de TI.
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Servico Multivendor Support:

suporte a seus dispositivos de terceiros como um plano de servigo para servidores, armazenamento e sistema de rede
(inclui cobertura para: Broadcom, Cisco, Fujitsu, HPE, Hitachi, Huawei, IBM, Lenovo, NetApp, Oracle, Quanta, SuperMicro e
outros).

Servicos para grandes empresas

ProSupport One for Data Center:

o ProSupport One for Data Center oferece suporte flexivel em todo o local para data centers grandes e distribuidos com
mais de 1.000 ativos (total combinado de servidor, armazenamento, sistema de rede etc.). Esta oferta é construida sobre
recursos padréo do ProSupport que alavancam nossa escala global e sdo adaptados as necessidades especificas de um
cliente. Embora néo seja para todos, esta opgao de servigo oferece uma solugdo verdadeiramente exclusiva para nossos
maiores clientes com ambientes mais complexos.

Atribuicdo de equipe de gerentes de contas de servigos com opgdes remota e no local
Atribuicdo de engenheiro técnico e de campo treinados sobre o ambiente e as configuragdes do cliente.
Relatérios e recomendagdes sob demanda habilitados pelas ferramentas do ProSupport AlOps (MyService360,
TechDirect e CloudlQ)

o Suporte no local flexivel e opgdes de pegas que se ajustam ao seu modelo operacional

o Um plano de apoio e treinamento sob medida para sua equipe de operagdes

ProSupport One for Data Center — CSP (Cloud Serviced Provider, provedor de servicos em nuvem) e solucdo de
1A

O ProSupport One for Data Center — CSP and Al Solution é uma oferta exclusiva projetada para um conjunto limitado de
contas Dell que compram solugdes de computagdo de IA com mais de 1.000 servidores e US$ 250 milhdes em vendas. PS1DC
— CSP e |A aprimoram toda a experiéncia de servigos combinando suporte, implementagéo (integracéo de rack), servigos

de residéncia, um engenheiro de suporte designado, um engenheiro de servigo no local e um servico de pec¢as no local como
uma oferta abrangente. O prego especial foi determinado para competir eficazmente contra os concorrentes e oferecer

a melhor experiéncia do cliente. O PS1DC para CSP e |A s6 pode ser vendido com servidores XE e todas as plataformas

de rede (Dell e NVIDIA). Todos os outros produtos seriam elegiveis para o PS1DC padrao, néo esta oferta exclusiva. Mais
detalhes sobre PS1DC para CSP e IA aqui.

Servico de pecas no local (OPS)

Ideal para grandes organizagdes que tém sua propria equipe para dar suporte ao data center. A Dell oferece um

servigo chamado Onsite Parts Service (OPS) da Dell Services. O OPS gerencia o inventério de pecas localizado na
instalagédo designada do cliente. O programa Logistics Online Inventory Solution (LOIS) utilizaré software para suportar

0 monitoramento e a reposigdo automatica do inventério armazenado no site do cliente. . Cada pecga de substituigéo
iniciaria automaticamente um reabastecimento do inventério de pecas que € enviado no dia seguinte ou entregue no local
pela Dell durante uma visita regular agendada (chamada de Servigo agendado no local). Como parte do sistema LOIS, os
clientes podem integrar seus sistemas diretamente ao Dell TechDirect usando APIs para ajudar a simplificar o processo de
gerenciamento de suporte.

Servicos para fim da vida util
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Post Standard Support (PSS)

estenda a vida Util do servigo além dos sete anos iniciais do ProSupport, adicionando cinco anos a mais de cobertura de
hardware.

Sanitizacdo de dados e destruicdo de dados

Torna os dados irrecuperaveis em produtos reutilizados ou desativados, garantindo a seguranca de dados confidenciais,
permitindo a conformidade e oferecendo certificagdo compativel com NIST.
Asset Recovery Services

Reciclagem, revenda e descarte de hardware. Ajuda vocé a desativar com segurancga e responsabilidade os ativos de Tl que
n&do sdo mais necessarios €, a0 mesmo tempo, proteger seus negdcios e o planeta.
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ProDeploy Infrastructure Suite

O ProDeploy Infrastructure Suite oferece varias ofertas de implementacdo que atendem as necessidades exclusivas de um
cliente. Ele é composto por varias subofertas: Factory Configuration Services, Rack Integration, Basic Deployment, ProDeploy,
ProDeploy Plus e, opcionalmente, ProDeploy FLEX, que permite a personalizagdo dos recursos listados.

ProDeploy Infrastructure Suite

Versatile choices for accelerated deployments

Rack
Integration

Factory
Configuration

» System seliings
* Asgal lagging
= Load mage

e e
Idea Customer buying Customer buying rack with

for: sanvers al volume =20 servers and switches

Figura 51. ProDeploy Infrastructure Suite

Servicos baseados em fabrica

Basic
Deployment

FIELD BASE

ProDeploy
Plus

Customer buying a small
number of senvers or 1-2 racks

Sistemas pré-configurados ou racks completos, personalizados antes do envio para o local do cliente.

Customer Rack Integration ou ProDeploy FLEX Rack Integration

A Dell oferece robustos servigos personalizados de integragédo de rack por meio de dois programas principais: Enterprise

Rack Integration Services e Integrated Rack Scalable Systems (IRSS). Esses servigos foram projetados para simplificar a
implementacgéo, reduzir a complexidade e otimizar o desempenho de data centers, ambientes de borda e cargas de trabalho de
IA. Esses servigos de fabrica s&o adquiridos como um engajamento personalizado ou como SKUs de integragdo do ProDeploy

Flex Rack.
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Figura 52. Sistema pré-configurado

Dall Factory Configuration Sarvices

Almost hall of all servers sold al Deall are
customired and preconfigured prior to shipping
Servers come pre-configurod out of the box

Figura 53. Sistema pré-configurado

Configuracéo de fabrica

Ideal para clientes que compram servidores em volume e buscam pré-configuragdo antes do envio, como: imagem personalizada,
configuracdes do sistema e marcagéo de ativos para que ele chegue pronto para uso imediato. Além disso, os servidores s&o
empacotados e agrupados para atender aos requisitos especificos de envio e distribuicdo para cada localizag&do do cliente a

fim de facilitar o processo de implementag&o. Depois que o servidor estiver no local, a Dell poder4 instalé-lo e configura-lo no
ambiente usando qualguer um dos servigos de implementag&o baseados em campo descritos na proxima segéo.

Servigcos baseados em campo

Coloque os servidores PowerEdge para funcionar mais rapidamente com os servigos de implementag¢do baseados em campo da
Dell. N&o importa se estamos implementando um servidor ou mil: nés temos o que vocé precisa. A Dell oferece opgdes verséateis
de entrega para atender a todos os orgcamentos e modelos operacionais.

o ProDeploy Plus: eleve as implementacdes de infraestrutura com nosso servigo mais completo, desde o planejamento até
a instalagdo de hardware e a configuragéo de software no local, inclusive a implementacéo de préaticas recomendadas
de seguranga cibernética. O ProDeploy Plus oferece a habilidade e o dimensionamento necessérios para executar com
sucesso implementagdes exigentes em ambientes complexos de Tl atuais. A implementagdo comega com uma anélise de
prontiddo do local e um plano de implementacéo. Especialistas certificados em implementacdo executam a configuragdo de
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software para incluir a configuracéo de sistemas operacionais e hypervisors lideres. A Dell também configurara ferramentas
de software PowerEdge para incluir utilitarios do sistema iDRAC e OpenManage, bem como suporte a plataformas AlOps:
MyService360, TechDirect e CloudIQ. Exclusiva do ProDeploy Plus, a implementacdo de seguranga cibernética ajuda os
clientes a entender possiveis riscos de segurancga e fazer recomendacdes para reduzir superficies de ataque de produtos.
O sistema ¢é testado, validado antes da conclus&o. O cliente também recebera a documentagdo completa do projeto e a
transferéncia de conhecimentos para concluir o processo.

e ProDeploy: o ProDeploy oferece configuragdo remota de software e opgdes de instalagdo de hardware (no local ou guiada).
O ProDeploy é excelente para clientes que tém restrigdes de prego ou estdo dispostos a participar de alguma parte da
implementagéo para incluir o oferecimento de acesso remoto a rede. O software remoto do ProDeploy inclui tudo o que
€ mencionado no ProDeploy Plus, exceto o valor agregado, a implementacgdo de seguranga cibernética e das praticas
recomendadas.

e Basic Deployment: o Basic Deployment entrega instalagédo profissional sem preocupagdes por técnicos experientes. Este
servico geralmente é vendido para parceiros habilitados para competéncias, onde a Dell faz a instalagdo de hardware
enquanto os parceiros concluem a configuragdo do software. Além disso, o Basic Deployment tende a ser adquirido por
grandes empresas que tém uma equipe técnica inteligente. Essas empresas s6 precisam que a Dell instale o hardware e elas
mesmas realizam a configuragdo do software. O Ultimo caso de uso do Basic Deployment é em combinagdo com 0s servigos
de configuragéo de fabrica. Os servidores s&o pré-configurados na fabrica e o servigo de implementagéo béasica instalara o
sistema no rack para finalizar a implementacéo.

ProDeploy Infrastructure Suite | Field service

Basic ProDeploy
Deployment

ProDeploy
Plus

Single point of contact for project management = L In region

deployment Site readiness review and implementation planning = o [ ]

Deployment service hours Business hours 2417 2417

Hardware installation options Onsite Onsite or guided ' Onsite

Deployment System software installation and configuration options Remote Onsite

Install connectivity software based on Secure Connect Gateway technology 2 L]

Implement CyberSecurity best practices and policies in
APEX AlOps Infrastructure Observability

Post- Deployment verification, documentation and knowledge transfer
deployment Configuration data transfer to Dell technical support

Online collaborative platform in TechDirect for planning, managing and

Online collaboration tracking delivery

rom onsite hardy ided option including project specific instructions, documentation and live expert gui

upport & insights

Figura 54. ProDeploy Infrastructure Suite — Servicos de campo

Servicos de implementacao complementares

Maneiras adicionais de expandir 0 escopo ou implementar cenérios exclusivos.

Adicionador de dois hosts (requer PD/PDP)

A implementagé&o de novos dispositivos de armazenamento, computagado ou sistemas de rede pode exigir interconexdo com
outros servidores (também chamados de hosts). A equipe de entrega da Dell configurara quatro hosts por dispositivo como
parte de cada servigo do ProDeploy. Por exemplo, se o cliente estiver comprando dois storage arrays, o servi¢go ProDeploy
incluird automaticamente a conectividade de quatro hosts cada (4x2 = 8 hosts totais por projeto, ja que s&o dois dispositivos).
Este servico complementar "Adicionador de dois hosts" oferece a configuragédo de hosts adicionais além do que j& € entregue
como parte do servigo ProDeploy. Em muitos casos, os clientes podem trabalhar conosco enquanto configuramos os hosts
incluidos, para que eles possam entender como fazer o resto por conta prépria. Sempre pergunte ao cliente quantos hosts estéo
sendo conectados e venda o adicionador de host, dependendo do conjunto de habilidades tecnolégicas do cliente. Observe que
este servigo se aplica a conectividade de dispositivos Dell e ndo a dispositivos de terceiros.
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Servigos adicionais de implementacédo (ADT) - vendidos com ou sem
PD/PDP

Vocé pode expandir o escopo de um contrato do ProDeploy aproveitando o Additional Deployment Time (ADT). O ADT
cobre tarefas adicionais acima dos produtos normais das ofertas do ProDeploy. O ADT também pode ser usado como um
servigo independente sem o ProDeploy. As SKUs estdo disponiveis para gerenciamento de projetos e conhecimento técnico
especializado em recursos. As SKUs sdo vendidas como blocos de quatro horas remotas ou oito horas no local. A equipe de
entrega pode ajudar a avaliar o nimero de horas necessérias para tarefas adicionais.

Servicos de migracédo de dados

Migrar conjuntos de dados ndo é uma tarefa facil. Nossos especialistas usam ferramentas e processos comprovados para
simplificar as migragdes de dados e evitar comprometer os dados. Um gerente de projetos do cliente trabalha com nossa
experiente equipe de especialistas para criar um plano de migragdo. A migracéo de dados faz parte de todos os upgrades
tecnolégicos, mudangas de plataforma e mudanga para a nuvem. Conte com os servigos de migragédo de dados da Dell para
realizar uma transicéo perfeita.

Servicos de residéncia

Profissionais técnicos certificados atuam como uma extensdo de sua equipe de Tl para aprimorar competéncia e recursos

internos e ajuda-lo a obter uma adog&o mais rapida e o ROl maximizado da nova tecnologia. Os Servigos de residéncia ajudam os
clientes a fazer a transi¢cdo para novos recursos rapidamente, aproveitando conjuntos de competéncias tecnoldgicas especificos.
Especialistas de residéncia podem oferecer gerenciamento pés-implementacéo e transferéncia de conhecimentos relacionados a

aquisi¢cdo de uma nova tecnologia ou gerenciamento operacional didrio da infraestrutura de TI.

Especialistas globais disponiveis para atendimento presencial (no local) ou virtual (remoto)
Engajamentos a partir de duas semanas com flexibilidade para ajustar

A residéncia est4 disponivel para necessidades de gerenciamento de projetos, e muitos conjuntos de habilidades tecnoldgicas

diferentes, como: servidor, armazenamento, IA generativa, rede, seguranga, multinuvem, gerenciamento de dados e
modernos residentes de aplicativos de forca de trabalho

Cenarios exclusivos de implementacao

Servigos personalizados de implementacao

Quando uma implementacao esté além do escopo do ProDeploy Infrastructure Suite, vocé pode recorrer a equipe de servigos
personalizados de implementacgéo para lidar com situagdes complexas de implementacgado e requisitos exclusivos do cliente. A
equipe de implementacé&o personalizada da Dell conta com arquitetos de solugdes que auxiliam nas discussdes para definir

o projeto e desenvolver a declaragéo de trabalho. Os servigos personalizados podem lidar com uma ampla variedade de
implementagdes que podem ser realizadas na fabrica ou no local. Todos os servigos personalizados de engajamento sdo
solicitados por meio do SFDC.

Implementacéo de IA ou HPC usando Cluster Build Services

Assim que o rack integrado chega ao data center ou é construido no local, a Dell também pode converter os racks em um
grande cluster computacional. A Dell oferece vérias op¢des de implementacéo de inteligéncia artificial (IA) ou computagéo de
alto desempenho (HPC). Esses ambientes complexos exigem especialistas que entendam os conjuntos de recursos avangados
para criar um cluster de computagao unificado para as cargas de trabalho mais exigentes. Escolha um dos complementos de
compilagédo de cluster abaixo.
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Increase Time to Value and with ProDeploy Flex and Cluster Builds

ProDeploy Flex Rack Integration Cluster Build Add-ons
of ProDeploy Flex Onsite Select one or mone Add-ons below
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Figura 55. Opcdes de implementacédo de cluster

DIA 2 - Servicos de automacao com Ansible

As solugdes da Dell sdo criadas como "prontas para automagdo" com APIs (Application Programming Interfaces, interfaces

de programacao de aplicativos) integradas para permitir que os clientes fagam chamadas programéticas sobre o produto por
meio de cédigo. Embora a Dell tenha publicado casos de uso de automagao do Ansible, alguns clientes precisam de assisténcia
adicional com GitOps. Ao final do servigo, o cliente tera os componentes basicos necessarios para acelerar a automagao e
entender como a programacao funciona em conjunto: scripts de automagé&o de casos de uso do dia 1 e do dia 2 (Ansible
Modules), ferramenta de CI/CD (Jenkins) e controle de verséo (Git).

Dell Technologies Consulting Services

Nossos consultores especialistas ajudam clientes a transformar os resultados para os negdcios com mais rapidez e velocidade
para as cargas de trabalho de alto valor com os quais os sistemas Dell PowerEdge podem lidar. Da estratégia a implementagao
completa, a Dell Technologies Consulting pode ajuda-lo a determinar como realizar a transformacao de Tl, da forga de trabalho
ou aplicativo. Usamos abordagens prescritivas e metodologias comprovadas combinadas com portfélio e rede de parceiros Dell
Technologies para ajudar a alcangar resultados em negécios reais. De multinuvem, aplicativos, DevOps e transformagdes de
infraestrutura, até resiliéncia de negdcios, modernizagdo de datacenter, légica analitica, colaboragéo da forga de trabalho e
experiéncias de usuério — estamos aqui para ajudar.

Dell Managed Services

Alguns clientes preferem que a Dell gerencie a complexidade e o risco das operagdes diarias de Tl, o Dell Managed Services
utiliza operagdes de entrega proativas e habilitadas por IA e automacao moderna para ajudar os clientes a alcangar os resultados
desejados para os negécios a partir de seus investimentos em infraestrutura. Com essas tecnologias, Nnossos especialistas
executam, atualizam e ajustam os ambientes dos clientes alinhados aos niveis de servigo, ao mesmo tempo que fornecem
visibilidade em todo o ambiente e no dispositivo. Ha dois tipos de ofertas de servigos gerenciados. Primeiro, o0 modelo de
terceirizagdo ou o modelo CAPEX em que a Dell gerencia os ativos de propriedade do cliente usando nossas pessoas e
ferramentas. O segundo € o modelo as a service ou 0 modelo OPEX chamado Dell APEX. Neste servigo, a Dell é proprietéria

de toda a tecnologia e de todo o gerenciamento dela. Muitos clientes terdo uma combinag&o dos dois tipos de gerenciamento,
dependendo dos objetivos da organizagao.

Apéndice D: servico e suporte 79



Workloads We have a platform and proven capabilities that
{g} [= covers Dells entire portfolio from in
Gandl | Conaers | HPC | VI to cloud and workloads.
Multicioud
o e
cBy £
Agura | DpanShift | Broadoom Yiiwans | Diveloper Platioom
Data Canter - Infrastructure

5 8 W

Siorage | Compute | HGI | Gybarsacurity | Dala Prolection

Hosting
B
=3
=
Customear Data Cenler Cokecation faciliy

Deploy Suppon

Figura 56. Dell Managed Services

Servicos de seguranca cibernética

Managed Detection and Response (MDR)

O Dell Managed Detection and Response Pro Plus é nossa solugédo de operagdes de seguranga 360° totalmente gerenciada,
composta por nossos servigos de seguranga cibernética mais avangados, preventivos e responsivos. O MDR Pro Plus foi
projetado com suas principais preocupagdes de seguranga em mente, permitindo que vocé se concentre em seus principais
objetivos de negécios enquanto a Dell lida com suas operagdes de seguranca. Primeiro, temos o Vulnerability Management.
Com esse servigo, faremos uma verificagdo continua do ambiente do cliente em busca de software que precise ser corrigido.
Em seguida, temos o Gerenciamento de testes de penetragdo e simulagdo de ataque. Este servigo validara continuamente

os controles e as politicas de seguranga com BAS (simulag&o de violagéo e ataque) automatizada, pois uma configuragdo
incorreta pode levar a uma exposigéo que um invasor pode explorar. O servigo também inclui um teste de intrusdo anual para
determinar se um agente de ameaca qualificado pode explorar caminhos que levam a ativos ou dados criticos. Em terceiro lugar,
0 treinamento gerenciado de conscientizag&o sobre segurancga. Esse servico instruird os usuérios finais do cliente para que eles
nao cologuem o cliente em risco inadvertidamente. Se vocé pensar em nossos médulos anuais de treinamento de conformidade,
sempre ha um médulo de seguranca. E o mesmo tipo de coisa, mas em vez de uma vez por ano, serdo pegas menores e de
tamanho pequeno de conteldo entregues ao longo do ano. O quarto é nosso servigo de detecgdo e resposta gerenciadas,

que fornece detecgéo e investigagdo de ameagas 24x7, anélise de atividade completa por agentes de ameagas, busca de
ameacas e inicio rapido de resposta a incidentes cibernéticos quando necessério. Os clientes podem escolher entre Secureworks
Taegis XDR, CrowdStrike Falcon XDR ou Microsoft Defender XDR como a plataforma de l6gica analitica de seguranga que
nossos analistas usardo para monitorar o ambiente. Todos esses quatro servigos s8o prestados por especialistas experientes

e certificados em seguranga da Dell que usam tecnologias avancadas, como as plataformas de seguranga Secureworks Taegis
XDR, CrowdStrike Falcon XDR ou Microsoft Defender XDR.

Dell Technologies Education Services

Crie os conhecimentos de TI necessarios para influenciar os resultados da transformag&o dos negécios. Potencialize talentos e
capacite as equipes com as habilidades certas para liderar e realizar a estratégia de transformacao que impulsiona a vantagem
competitiva. Aproveite o treinamento e a certificagdo necessarios para a transformacéo real.

O Dell Technologies Education Services oferece treinamento e certificagdes do servidor PowerEdge idealizados para ajudar o
cliente a obter mais do investimento em hardware. O curriculo apresenta as informagdes e as habilidades praticas em primeira
mao que a equipe do cliente instale, configure, gerencie e solucione problemas dos servidores Dell com seguranca.

Para saber mais ou inscrever-se em uma classe hoje, consulte Education.Dell.com.
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